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1. WSTEP

Realizacja instalacji komputerowo =zinterpretowanego wytwa-—
rzania (CIM) sprowadza sig do rozwigzania zagadnienia pobierania,
przetwarzania 1 wydawania informacji (sygnaidw pomiarowych 1
sterujacych) w wielopoziomowym systemie sterowania automatycznego.

Abstrahujac od spraw niezawodnosci sprzetu i1 oprogramowania
uzytkowego oraz dopasowania ich do realizowanych zadan,
podstawowym =zagadnieniem staje sig rozwigzanie  komunikacji
(wymiany informacji) pomiedzy urzadzeniami =znajdujacymi sige na
jednym poziomie systemu oraz pomiedzy rdznymi jego poziomami.

Podstawowa w tym zekresie, Jjest koncepclja rozwilazywania ko—
munikacji wedtug modelu odniesienia IS0 iaczenia systemdw otwar-
tych (Open Systems Interconnection, Reference Model) [1]. Model
ten zostatr juz wielokrotnie opisany m.in. w (2, 3]. Fizycznymi
realizacjami tego modelu sa sieci przemysiowe lokalne (LAN). Pa-
mietad jednak nalezy, Zze nie wszystkie sieci oferowane na rynku
spetniaja kryteria modelu 0S5T.

Prawidiowo rozwiazana sie¢ 1lokalna, =zgodna z modelem O0ST,
powinna umozliwiad
— podtaczenie mozliwie wszystkich urzadzert wkasnych firmy do tej

sieci, a =zatem =zintegrowanie ich w Jjeden system sterowania
automatycznego,

— dotaczanie urzadzen innych, gdyz moga takie juz =znajdowacd sie
na obiekcie, lub tez =z powodu ich specyficznych wtasciwosci,
stwarzajacych koniecznosd ich zastosowania, 1lub tez w celu
umoz liwienia podejmowania wspdlnych przedsiewziged; oczywistym
jest Ze urzadzenia firm obcych tez musza speiniad wymagania mo-—
deliu OSI,

Realizacja powyzszych postulatdw zostanie przedstawiona na przy-—

ktadzie produktdw firmy Siemens AG, stosunkowo najlepiej usado—

wionej na rynku polskim.



2. MAGISTRALE/SIECI STOSOWANE PRZEZ FIRME SIEMENS.
2.1. INFORMACJE OGOLNE

Jak wynika z katalogdw [4.8.16] oraz materiatow szkolenio-
wych [15] firma Siemens oferuje i stosuje nastepujace sie-
ci lokalne o architekturze systemdéw otwartych:
— SINEC H2B
— SINEC-MAP
—~ SINEC-H1
- SINEC-HI1FO
— SINEC-L2/L2F0
Podstawowe charakterystyki tych sieci zestawiono w tablicy
2.1., natomiast doktadniejsze ich omédwienie bedzie przedmio-

tem dalszych rozdziatdw sprawozdania.

2.2. OPROGRAMOWANIE KOMUNIKACYJNE
2.2.1. System $rodkdéw programowych do realizacji zadan komuni—
kacyjnych SINEC AP/TF umozliwia tworzenie heterogenicz—
nych sieci automatyzaciji. Jego gidwnymi cechami sa:

— zawiera zorientowany na zastosowania jezyk wewnetrzny
systeméw SINEC, nazwany SINEC AP, a realizujacy zada-
nia warstw 5-7 modelu ISO/0SI;

— zawiera usitug:r specyficzne zwane SINEC TF bedace
implementacja dla sieci SINEC zbioru ustug MMS wg ISO
9506/1,2 bedacych integralna czescila systemu MAP;

— umozliwia integracje wszystkich systemdw automatyza-—
cyjnych Siemensa w siec¢ automatyzacyjns;

— protokdt SINEC AP ma strukture otwarta dla systemdw
innych dostawcdw t.zn. umozliwia doiaczenie ich do
sieci SINEC.

Architekture umiejscowienia protokoiu SINEC AP przedsta-—
wiono na rys.2.1.

2.2.2. Zestaw ustug SINEC TF (Technological Functions - fun—
kcje techniczne).

Nalezy =zauwazy<, zZze SINEC TF zawiera grupy ustug iden-

tyczne z ustugami MMS, a mianowicie:

— ogdlne ustugi zarzadzania, <



2.

.2,

- VMD,

— ustugi problemowe,

— ustugi wywotywanis programdw,

— usiugi rézZzne

oraz dodatkowo

— przesyianie szeregowe,

— funkcje czasowe,

nie wystepujace w MMS.

Szczegdiowe zestawienie ustug SINEC TF na tle catosgci

ustug oferowanych przez MMS i klas zgodnogci =z MAP po-

dano w tablicy 2.2. Wynika z niej, ze SINEC TF oferuje

32 ustugi ze zbioru MMS, jednak nie odpowiada Zadnej =z

klas zgodnosci z MAP.

Nalezy wskaza¢ na nastepujace =zalety =zestawu ustug

SINEC TF:

— oprogramowanie uzytkownika zrealizowane za pomoca te-—
go zestawu ustug moze byd przeniesione do sieci MAP
3.0.;

— Jjuz dzis mozna go wykorzystad dla realizacji zastoso-—
wan sieci MAP 3.0/MMS;

— oprogramowanie uzytkownika wykonane na bazie tego ze-—

stawu usiug pasuje do wszystkich sieci SINEC, co
ilustruje rys.2.2.

Przejécia z sieci SINEC do sieci MAP 3.0.

Ogélny schemat sieci mieszanych SINEC/MAP, bazujacych

na opreogramowaniu SINEC TF przedstawiono na rys.2.3. Na

tymZe rysunku pokazano idee mozliwogci bezpodredniego
przeniesienia oprogramowania uzytkownika z sieci SINEC
do sieci MAP.

Na rys.2.4. zaprezentowano zestawienie pet nych archite-

ktur sieci SINEC, MAP 3.0. i ETHENET, umozliwiajace ich

pordéwnanie.

SINEC FTS (File Transfer Service - obstuga przesytania

plikdw).

Uwidoczniony na rys.2.4. system SINEC FTS ma nastepuja—

ce wazniejsze wiasciwosci:



stuzy do przesylania plikéw dla wymiany informaciji
pomigdzy systemami zorientowanymi na wspdt prace =z

komputerami gt dwnymi;

umozliwia transmisije asynchroniczna i synchroniczna;

zZapewnia przetwarzanie korhicowe;

wprowadza punkty Xkontrolne i zZapewnia odzyskiwanie

danych,

architektura protokotu warstw 1-4 jest zgodna =z IS0,
zas warstw 5-7 z SIEMENS FILE TRASFER (wediug modelu
IS0/08I) ;

umozliwia komunikacje =z ponad 15.systemami SIEMENS'a

oraz systemami innych wytwdrcow np.DEC, SIN, IBM.



TABLICA 2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY SIECI LOKALNYCH FIRMY
STEMENS [ 4]

1. Nazwa parametru Jedn. Oznaczenie SIECI
SINEC SINEC SINEC SINEC
H2B H1FO H1 L2/L2F0
1. Liczba wezidw,
CC najwyzZzej - 10000 1024 1024 127
2. Przeptywnosd¢ bi-
narna, co najwyzej |kbit/s| 10000 16000 10000 $,6+1500
wybierana
3. PrzyblizZzony roz-—
miar sieci-max. »
odlegtosd 2. we—
ztdw, co najwyzej km 10 4,3 1.5 3
4, Typ sieci -~ sSzZeroko-— pasma pasma pasma
pasmowa podstaw. |podstaw. | podstaw.
3. Metoda przesyiu - Token CSMA/CD |CSMA//CD| Token
passing wg IEEE |wg IEEE passing
wg IEEE 802.3 802.3 Z podpo-—
802.4 rzadko—
wans, mas-—
ter-slave
wg DIN
79245cz .1
6. Zastosowania - sied magis— magis— sied
szeroko—| trals trala gniazda
pasmowa fabryki |fabryki i obie-
magis-— sied gied ktowa
trala wydzia— |wydzia— |(PROFIBUS)
fabrvki Tu i Tu i
gniazda |gniazda
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TABLICA 2.2.,USEUGI SINEC TF NA TLE KLAS

' ZGODNOSCI Z MAPS | 3

f K K H M H w § SINEC
. A A A A A A A TF
P P P P P P P _
‘ 12 3 4 5 6 7 \
‘ RRX Initiate Yy Y Y Y x oy ¥y s i
: Conclude y ¥y ¥y ¥y x y ¥ 5 N
W . Cancel X x x X X X ;
o A Abort X x X X x x X L
. o N Reject X x x X X X X !
I RN EEN ¢
Y Status X x  x X x x x s
e, GetNameList x x X x X x x s
identify x X x x X x X 8.
UnsolicitedStatus x XX s i
(N GetCapabilityl Ist X X X X .x X s bt
A cl Rename
;'; InitiateDownloadSequence a x a 2 a a s
DownloadSegment . 3 X a a 4 a s
TerminateDownloadSequence a X a a a a s
o InftiateUploadSequence 3 X 3 a a 3 s
BN UploadSegment F X & a 3 a s
o oot * TerminateUploadSequence a X 2 a ] 2 s
R f : _— . RequestDoma inDownload 2 a s
- ! AR RequestDoma {nUpload a a s
- o ., LoadDoma{inContent b b b b b 8
o StoreDoma{nContent b b b b b 8
g .. DeleteDomain X X s
oLy GetDoma inAttributes X X x x % s
1 C R " Read ' X X X X x x x 5
' e “ Hrite X x X X X x x 8
- InformationReport X X s
. .o GetVariableAccessAttributesi X X x 8
. Y . Def ineNamedvariable '
' ' GetSc@tteredAccessAttribgtcs
DeletevariableAccess :
DefinghamedvariableList
_ g GetNarpedVar1ubleListAttr(bu.§es
— L ODeleteNamedVariablelist
. © Def ingNamedType .
e ' GetHamedTypeAttributes
- DeletgNamedType
L Input X X
T Output, x x
. ' [ + 'TakeControl . X x x x
o . RelinquishControl X X X x
. . Def{neSemaphore
b . DeleteSemaphore
* ReportSemaphoreStatus X X x x
~ AttachToSemaphore Modifier
vt

. v, .
beib, o
- '[--u..l'.'l et




SIEMENS

SINEC AP-Protocol Arch:tegture

Architektura protokdézu

B sINEC

Programy uzytkowe

MAP 3.0
i
‘ ;’
(v . Interfejs uzytkownika é

-MMS= SINEC TF

SINEC : AT e i
M | ACSE :
Zeirze S |
arzg- S prezenta- i
dzenie SINEC AP N lSO—cJa
siecisg 1 N
ISO-ses ja :

[

ISO- protokdét transportu

ISO~protokdézr sieei/ ES-IS Protocol -

R IEEE 802.2 (LLC)

IEEE 802.3 IEEE 802.4/7 'IEEE 802.4

szeroko- | pasmo
5 :
pasmo podstawowe pasmowa noéne
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rysc2eloArchitektura umiejscowienia SINEC AP, [is]i .




f " ®TABLICA 2.2. - dokoliczenie.

SINEC
TF

- o > X
oo X
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3

0o >»x

>

i ReportPoolSemaphoreStatus
' ReportSemaphoreEntryStatus

X X S VP xX
¥ X OO > X
»x ~ O > X

! Createfrogramlnvocation
' . DeleteProgramlnvocation
Start
Stop
Resume
, " Reset
[ o . Kin
'(";»\ : : GetProgramlnvocationAttributes XX

X X > x X

X X X X X X

M oM K M X
XX X K X x
munnuitrtn o

ObtainFile ; b x b

DefinefventCondition
DeletetventCondition
GetEventCond{tionAttributes x x %
ReportEventCond{tionStatus ’ X X X
AlterEventConditionXonitoring e i
- Triggerfvent .o
Def {nefventAction e
DeleteEventAction ’
GetEventActionAttributs
ReportEventActionStatus ¢
DefineEventEnrollment 5
DeleteEventEnroliment
AlterEventEnrolliment
ReportEventEnrolimentStatus
GetEventEnrollmentAttributes
AcknowledgeEventRotification
. . EventHotification
' GetAlarmSummary P S 1
, o , AttachTotventCondition Modifier
AT GetAlarmEnrol ImentSummary )

B N A N

T IR ST TR

T

Teariqares : .
(RSP !

O ReadJournal
: i R : Writedournal
* ) - Inftializedournsl
IR Createdourna)
T—— R DeleteJournal
: . ReportJournalStatus

o
g
£
h

MMM XK KX
MM M M M N

R S * . FileDpen
) ot " FileRead
i FileClose
| I . FileRename
. Lo FileDelete . Pl
B . FileDirectory
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SIEMENS

SINEC TF

(Technological Functions) - rPunkcje techniczne

Standardized application interface to all SINEC

networks:
Znormalizowany interfejs do wszystkich sieci SIEMENS‘’a

Tyums 7 s £ A | [vws 7516 ¥ | [Tvms st 3 | B F.L
g fnge J$. -;Interfe.]sj, {nterfejsy . fnn er egs
L2 —Transp- MAP/TOP 3.0 | |  MAP/TOP 3.0 AP ~ Monitor
warstwgb-72 | warstwazb-7a
PROFIBUS ASN.1-Dekoder ASN. 1-Deygoder warstwa
warstwa 1=-2 IEEE 802.4/7 IEEE 802.3 1 -4

SINEC L2 (PROFIBUS)
. SINEC MAP é

SINEC H1/H1FO (IEEE 802.3)

SINEC

Open networks for industrial communication =

Try8e202oSINEC TF jako interfejs w sieciach SIEMENS ‘a. [15].
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SIEMENS

SINEC-
Migration to MAP 3.0

Przejscie do MAP 3.0

Mixed networks SINEC/MAP 3.0

Sieci mieszane SINEC / MAP,

R -

AR

E.Uzytkownik
- Brama MMS
SINEC-MAP

Portability of application—software

Przenosnosé oprogramowania uzytkownika.

:> {Uzytkownik
1 MMmS

01/91/stw  E

R A G A DR
S

“SINEC
- Open networks for industrial communication

rysc2¢3¢3ieci mieszane SINEC / MAP i idea przenoénoéci
oprogramowania. [15].




SIEMENS

Communication in Production and Office |
Komunikacja w wytwarzaniu i zarzgdzaniu.
SINEC FTS, AP/TF MAP/TOP 3.0 TCP/P
PROFIBUS
c1s | SINEC TF FMS + §f | MMS ISOFT 1 e
7o = MMS Ll | (IS 9506) VT
MHS FTP
. . DIN ISO SMTP
19245 ACSE
T.2 TELNET
ISO 4
6 SINEC AP niecz. | Prezentac ja NFS 4
Funke je ;
5 : ISO zdalne %
niecz. Sesja %
.
10 Lo- ISO .
4 | Transport | Transp. | nieez.| Transport TCP ?Z
(8073) (8073) 2
ISO SO P )
3 Internet : Sieé
. inactive nleczynna (8473)
(- ISO ISO
26|  IEEE IEEE ETREANET |
802.2 DIN 19245 802.2
. 2al 1SO 1SO T ISO ISO
’ IEEE © |[EEE
‘ i . B 802 4/7
SINEC H2B SINEC L2 SINEC MAP
SINEC H1/H1FO

SINEC

Open networks for industrial communication

rysc2e.4.Zestawienie architektur sieci SINEC, [1 510




3. SIEC SINEC H2B I[151.

Sied SINEC H2B jest szerokopasmows siecia "kregostupo-—
wa'' kompatybilna =z siecia MAP. Przeznaczona jest do réwnolegtej
transmisji danych, sidw 1 obrazdw zgodnie z normami IEEE 802.4 1
802.7. Dysponuje ona 69 kanatami o szerokosci pasma 6MHz kazdy, z
czego 2 x 3 kanaty sa kanatami MAP (rys.3.1). Kanaity odbiorcze
mieszcza sie w pagmie 5,75 MHz do 185,75 MHz (30 Kkanaidw), =zas
nadawcze w pagmie 222MHz do 456MHz (39 kanaitdw). Pasmo pomigdzy
187,75 MHz a 222 MHz jest pasmem buforowym (rys.3.2). Metoda
dostepu do medium przesytowego (WSMD - wielodostepna szeregowa
magistrala danych) jest metoda deterministyczna '"token passing" -
wedrujacego znacznika wg normy IEEE 802.4.[2, 18]. Struktura sie-
ci jest drzewiasto—gateziowa (rys.3.3 i 3.4) 1 moze ona pokryc
obszar (10 x 10)km. Pozostate dane sa w tablicy 2Z2.1.

Sied SINEC H2B moze byd potaczona z siecia SINEC H1/HIFO przez
most typu 400, ktdérego dane sa =zestawione w tablicy 3.1 (SINEC
BRIDGE 400). Architekturse tego potaczenia ilustruje rys.3.5.

Do sieci MAP dotacza sis sied SINEC HZB przez brame SINEC MAP,
ktédrej dane sa podane w tablicy 3.2 (SINEC MAP GATE WAY).
Umoz liwia to doraczanie sieci gniazd (cell networks), schemat
ideowy takiego wykorzystania sieci SINEC H2B jest na rys.3.6. zas
schemat ilustrujscy zastosowanie jej w przedsiebiorstwie rozmie-
szczonym w wielu budynkach podano na rys. 3.7, przyczym wskazano
jej powigzanie z siecia SINEC HI.

Sied¢ szerokopasmowa daje rdwniez mozliwodd doiaczenia do niej
terminali komputerowych i urzadzen sterowniczych (rys.3.8.) Jjak
réwniez urzadzen monitorowania wizyjnego (rys.3.9).

Odnognie do dotaczania terminali, nastepuje ono przez modemy
pracujace na Scifle okreslonych czestotliwofciach 1 ma nastepuja-—
ce zalety:

— zmniejszenie liczby przewoddw iaczacych:

— dotgczenie nowych terminali nie wymaga zmian w okablowaniu;

— umozliwia swobodny dostep do komputera gidwnego.

Natomiast umoczliwienie dolaczania urzadzen telewizyjnych do
magistralili szerokopasmowej daje:

— =zcentralizowanie nadzoru 1 sterowania procesu produkcyjinego i

A5



urzadzen telewizji przemystowe]:

— pominiecie dodatkowych nakitaddéw na instalowanie i konserwacie
kabli wideo,

— swobodny dostep kamer 1 monitordw do sieci.

Reasumujsac, zaletami stosowania sieci SINEC HZB sa:

~ redukcje kosztow okablowania, zwtaszcza w instalacjach rozle-—
gtych;

— umozliwienie realizacji przysziych sieci MAP bez zmiany okablo-
wania;

— potaczenie zautomatyzowanych wydziaidw w sied ogdlnofabryczna.

A6



TABLICA 34J1.

DANE TECHNICZNE MOSTU SINEC Bridge 400 [4]

(DO EACZENIA SIECI SINEC H1/H1FO Z SIECIA
SZEROKOPASMOWA MAFSINEC H2B)

1p. Nazwa parametru Jedn. Wartogd lub opis
1. Kanaty transmisyjne MAP
— liczba kanaitdw szt. 3
~ pary kanatdw dla
odbioru - P.O R,S T,U
nadawania - 3.4 4335 6,FM1
— liczba adresowanych ujsd
danych szt. do 1750
— poziom sygnatu nadawanego dB(mV) +30 do +53
— poziom sygnatu odbiorczego dB(mV) -7 do +13
2. Interfejsy:
— do konsoli operatorskiej - V24 (RS 2320C)
— do sieci SINEC H1/HI1FO - wg IEEE 802.3
~ do sieci SINEC H2B - wg IEE§5802.4
3. Napiecie zasilania Vv 115/230_10% AC
4 . Dopuszczalne warunki otoczenia o
- temperatura pracy C 0 do 55
— temperatura sktadow./transp. °c —-40 do +70
— wilgotnos<¢ wzgledna % <95, bez kondensac.
~ stopiet ochrony - IP30
5. Budowa
— montaz /wysokosd - kaseta 19"/3HU
— wymiary mm 470 x 133 x 440
— masa kg ok.8
6. Sie¢ SINEC H1, pasmo podstawowe
~ metoda transmisji - Kod Manchester wg
IEEE 802.3
— przeptywnos<¢ binarna Mbit/s 10
— metoda dostepu - CSMA/CD wg IEEEBG2.3
— topologia - magistrala
— medium transmisyine - kabel konc.,30Q
— dtugosd km < 2,5
7. Sied SINEC HIFO, pasmo podstaw.
— transmisja - bitowa szeregowa
~ przepiywnosd binarna Mbit/s 10
— metoda dostepu - CSMA/CDwg IEEE 802.3
— topologia - gwiazda
~ medium transmisyjne - Swiattowdd
-~ diugosd km < 4,6
8. Sied SINEC H2B szerokopasmow.
— metoda transmisji - wielopoziomowa
AM/FSK wg IEEE 802.4
— przeptywnosd¢ binarna Mbit/s 10
— metoda dostepu - Token passing wg
IEEE 802.4

A+




TABLICA 3.1+ DANE TECHNICZNE MOSTU 400.

1p. Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ 1lub opis
~ topologia - hierarchiczna:
magistrala gtdwna =z
odgatezieniami
— medium transmisyjne - kabel konc. 75Q
— dtugosd km <10

AE
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TABLICA 3,2, DANE TECHNICZNE BRAMY SINEC MAP GATEWAY [4]

1p. Nazwa parametru Jedn. Wartos< lub opis
1. Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE8B02.3
TOKEN Passing wg
IEEE 802.4
2. Sprzet
— J.C z mikroprocesorem - 80386, 1ZMHz
— dysk elastyczny -~ 5,25"
- dysk twardy Mba jt 85
3. Interfejsy:
-~ do sieci MAP - wg IEEE 802.4
— do sieci SINEC H1/HI1FO - wg I1EEE 802.3
4. Napiecie zasilania Y 100/120/220/240 AC 50Hz
3. Wymiary mm 400 x 200 x 600
6. Masa kg ok.20
7. Protokdét MAP (petry) :warstwa 7 - MMS + ACSE
warstwy 5-6 - wg ISO
warstwy 1-4 - wg ISO
8. Protokst SINEC warstwy 5-7 - SINEC TF
Monitor AP
warstwy 1-4 - wg ISO
9. Oprogramowanie zarzadzajace
- dla MAP - MAF NM
— dla SINEC - SINEC NM

A9




SIEMENS

SINEC H2B

The MAP-compatible broadband-backbone
network

Sieé¢ szerokopasmowa kompatybilna z MAP.

ROZDZIAL CZESTOTLIWOSCI

pasmo odbiorcze pasmo nadawcze
czestotliwos$é kanal czestotliwoéé kanay
(MHz) 0zn. (MHz) =~ ozn,
7 J——— 222,00-=——m—nmv
T7
11,75t 228.00-—-—-K
T8 L
(/- — g 234.00-~———t—_
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$9.75~————- e — 252.00--——- B
65.75~———-- U 258.00~———=—c—-
Q
71,75~~~ AT —  3.kanaty —1 264.00----~= R
77,75’ e MAP. 270,00-——mmimm
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95.75~~————m— I ——— 288.00~—————mm ] /
) : .
m
438.00--——--——
450.00-———-2X._
450.00-----YY_|
456.00-----2Z

69 kanatéw po 6 MHz,12 kanaléw zarezerwowanych
dla kgmu_n@gacji MAP i SINEC,

Open networks for industrial communication
. rys.3sl.Pasma przesyowe sieci SINEC H2B, [15] .




SIEMENS

SINEC H2B
The MAP-compatible broadband-backbone
network

Sieé szerokopasmowa kompatybilna z MAP.
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SIEMENS

SINEC H2B .
The MAP-compatible broadband-backbone gg

]
network ‘ ‘/
' Sieéjsz.rokopasmowa kompatybilna z MAP.

A R I AN
RN

Remodulaton

TAP W TAP

)
avy
% 7/ Q TAP
TAP
— kabel gidéwny K%;7
. — kabel zasilajscy

— Przewdd doigczeniowy 4

TAP -miejsce dotaczenia .
urzgdzen kolcowych DTE-ﬁzgggégnla kon

SINEC
Open networks for industrial communication o e
ryse3s3.Struktura sieci SINEC H 2B.[15].,




SIEMENS

SINEC H2B
The MAP-compatible broadband-backbone
network

Sie~ szerokopasmowa kompatybilna z MAP.

ORRITI

RN
RN

PIER
remodulator 2 sepa-
rac Jq czestotliwodei Remodulator
rozgateziacz ~

<j Av,

wzmacniacz

kabel giéwny C3

LINIA ZASILAJACA

rozgateziacz

mie jsce doigczenia
TAP urzgdzen kolcowych

kabel zasilajacy Q6 '——1TAP}1

-1 TAP}—] TAP
DOZACZENIE /[L
przewéd doxgczeniowy [ﬁ//

SINEC
Open networks for industrial communication

ryse.3e4Elementy sieci SINEC H2B. [15] .




SINEC H2B

Sieé szerokopasmowa kompatybilna z MAP.

Most SINEC Bridge 400

SINEC H2B TAP

SINEC H2B
|[EEE 802.4, 8zerokopasmowa i
Filtrowanie adreséw
|EEE 802.3,pasmo podstawowe 1
SINEC H1

SINEC H1 zZacze do magistrali

ryse3.5e.Architektura mostu SINEC Bridge 400. [15] .




SIEMENS

SINEC H2B

The MAP-compatible broadband-backbone
network

Sieé szerokopésmoﬁa kompatybilna z MAP.

SINEC MAP SINEC H1
] I—T 2 —BN—
Bridge 400
TAP —{ TAP) {TAP}—{TAP)SINEC H2B
MAP- .
Gateway Bridge 400
—ER— EEN— i { e
SINEC H1 SINEC H1

Open networks for industrial communication
ryse3.64Schemat przyZsczenia sieci gniazd. (157



SIEMENS

SINEC H2B

The MAP-compatible broadband —backbone
network

Sieé szmerokopasmowa kompatybilna z MAP.

S e 23

B

Zastosowante  SINEC H2B orazSINEC Hi

e

Open networks for industrial communication

rys.3.To.Schemat zastosowania sieci szerokopasmowe j
w przypadku kilku budynkéw. [15],




SINEC H2B

Sie¢ szerokopasmowa kompatybilna z MAP.

SINEC H2B
NUI-sieciowe urzadzenie interfe jsowe,

rys.3.8.Do%aczenie terminali przez modemy 2z ustalong
czestotliwodcia transmisji., 15 .

.

* SINEC H28B

- m

T T [

Video- Videg- Video-
modulator demodulator modulator .

rys.3.9.Dozgczenie urzgdzen video do sieci szerokopasmowe j. [_'15],




4., SIEC SINEC H1 [4, 151
4.1. OPIS OGOLNY

SINEC H1 jest siecia gniazda =zgodna =z norma IEEE 802.3,
majaca liczne zastosowania przemystowe. Jej podstawowe dane tech-—
niczne zebrano z tablicy 4.1. Jest to sied otwarta., to znaczy, ze
jej architektura jest zgodna z modelem odniesienia IS0/05I; poz-—
wala wiec na rozlegte potaczenia sieciowe pomiedzy rdznymi
dziatami przedsisbiorstwa. Jako medium przesytowe stosuje kabel
trzywarstwowy koncentryczny.
Jako oprogramowanie komunikacyine stosuje sie systemy SINEC AP i
SINEC FTS (omdwione w rozdz.l1l) oraz protokoty np. TCP/IP.Oczywis—
cie moze ona wykorzystywad inne protokoty zorientowane na uZzytko-—
wnika, ze wzgledu na elastycznosé zastosowanej stochastycznej me-—
tody dostepu do medium przesyitowego CSMA/CD.
Podstawowy schemat struktury sieci podano na rys.4.l.
Dane techniczne stosowanego nadajnika zestawiono w tablicy 4.2,
dane wzmacniaka w tablicy 4.3, rozgareziaczy wylisciowych SSV 755
i SVV 102 odpowiednio w tablicach 4.4. i 4.5. oraz nadajnika cza-—-
su rzeczywistego w tablicy 4.6.
4.2. DORACZANIE URZADZEN

Do sieci SINEC Hl mozna dotaczad urzadzenia 1 systemy firmy
SIEMENS oraz innych firm. Przvktadowe schematy pokazano na rys.
rys.4.2. — 4.4,
Na rys.4.2 przedstawiono przyktadowy segment sieci o diugosci do
500m, do ktdrego mozna dotaczyd urzadzenia bezpogrednio. lub gru-
py urzadzen poprzez wzmacniaki, umozliwiajace zwiskszenie liczby
weztdw czynnych. Jedno =z odgatezien Jjest siecia sSwiatlowodowa
SINEC HI1FO, ktdéra bedzie omdwicna w p.3. Pokazano rdwniez sprze-—
zenie dwu magistral SINEC H1l przez most SINEC Bridge 402 oraz
sprzezenie magistrali SINEC Hl z magistrala SINEC HZB przez most
SINEC Bridge 400.
Na rys.4.3. =zaznaczono typy urzadzen interfeisowych stuzacych do
realizacji dotaczenia do sieci,a na rys.4.4 wskazano na mozliwosd
wspst pracy sieci SINEC Hl z sieciami innych producentdw, dzieki
zastosowaniu magistrali wg IEEE 802.3.

Na zadnym z tych schematdw nie wskazano na istnienie mozliwodci
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dotaczenia do sieci SINEC H1l urzsdzert TELEPERM-M (regulacja pro-

ceadw ciagtych) oraz potaczenia gieci SINEC H1 z siecia publlicz-

na telekomunikacyjna.

Dane techniczne urzadzen interfejsowych zestawiono w tablicach

4.

7 do

tabl.4.
4.
4

tabl.

tabl

tabl.

tabl.

tabl.

tabl.

tabl.
tabl.

tabl.

tabl.

tabl.
tabl.

4.

RiS

sy

22

7.
8. :
.9,

.10,
11

[
N

.13

.14
L1500

.16,

17,

.18, :

.19,

.20,

, a mianowicie:

urzadzenie interfejsowe KS5100 do komputerdw SICOMP;
procescor komunikacyiny do komputerdw SICOMP;
koncentrator SINEC 132 do dotacania peryferii kom—
puterowych, szczegdlnie komputera SICOMF;

modut komunikacyjny XSHI1LAN do komputerdw SIMICRO;

procesor komunikacyiny CPWS do stacji pracy typu
WS30:

procesor komunikacyjny CP 141/CP 1412 do komputerdw
osobistych przemysiowych;

procesor komunikacyjny CP 1413, o duzej mocy obli-
czeniowej, do komputerdw klasy PC;
. :procesor komunikacyiny CP 143 do systemu SIMATIC S5;
procesor komunikacyjny CP525 do SIMATIC S3 (wersja
S55-D0S) ;
procesor komunikacyjny CP535 do SIMATIC S5 oraz SI-
MICRO, koncentratora 131 i bramy C5275 (TELEPERM-M);
procesor komunikacyiny CP 1471/1470 do systemdw =
magistrala VME BUS lub do systemdw specialnych;
procesor komunikacyijiny CP 231A/231B do systemu SI-
NUMERIK/SIROTEC RCM35;
koncentrator SINEC 131 - interfejs do urzadzen bez
wawnetrznego wyposazenia sieciowego;
most SINEC Bridge 402 do taczenia rdznych segmentdw
sieci SINEC H1/H1FO:
brama SINEC H1 -~ CS 275 do systemu TELEPERM;
most/wtdrnik SINEC X25 do urzadzen telekomunikacyi-
nych.



TABLICA 4e1. DANE TECHNICZNE SIECI SINEC H1 (4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartosd¢ lub opis
Medium transmisyijne - kabel koncentryczny
Rodzaj transmigii - szeregowa bitowa
Przeptywnos£¢ binarna podsta-
wowa Mbit/s 10

4, Przept ywno$<é binarna uzytkowa| Mbit/s 1.2 przy obcigzeniu

40% i braku potwier-—
dzenfd
3. Topologia: - do 2.wzmacniakdw
miedzy 2.weziami
6. Najwieksza rozpigtosd:
— bez wzmacniaka km
- z 2.wzZmacniakami km
— przy kombinacji wzmacnia-—
kéw i kabli optycznych km 2,5
7. Najwieksza liczba wezidw:
- na segment - 100
- catkowita - 1024

8. Sposdb dostepu do magistra-—

1i WSMD - CSMA/CD wg

IEEE 802.3(Ethernet)
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TABLICA 4.2,DANE TECHNICZNE NADAJNIKA~ODBIORNIKA SINEC H1 [4]

l.p. Nazwa parametru Jedn. Wartogd lub opis
1. Sposdb dostepu do magistrali - CSMA/CD wg IEEE 802.3
WSMD
2. Przytacza:
- do magistrali - klamra SINEC z gniaz—
dem koncentrycznym
— do terminala —- 15.zestykowe ziacze
typu D,subminiaturowe
- do wyswietlaczy SINEC lub
modutdw SINEC 55/MMC - 15.stykowe subminia—
turowe ztacze typu D
zenskie
3. Napiecie zasilania Vv 9 do 15 DC
4., Pobdr pradu:
— dla wersji z 1l.interfejsem mA 230
-~ dla wersji z 2.interfejsami mA 490
Rezystancja izolacji MG 10
Wytrzymat og¢ elektryczna kv 2
Dopuszczalne warunki otoczenia:
— temperatura pracy °c 0 do +55
— stopiet ochrony - IP40
Wymiary mm 180 x 85 x 45
Masa (z klamra) kg do 0,64
10. Obudowa:

- nadajnik/odbiornik

— klmara

stop cynkowy
plastik




TABLICA 443+ DANE TECHNICZNE WZMACNIAKA SINEC H1 [4]

Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ lub opis
Sposdb dostepu do magistrali - CSMA/CD wg IEEE802.3
WSMD
Napiecie zasilania 120/220 AC
Pobdr pradu A 1,6/08
Bezpieczniki:

— w obwodzie zasilania A 3 (szybki)
A 2,5 (8rednio szybki)

- w obwodzie 12V A 2 ( wolny)
~ w obwodzie 3V A 2 (wolny)
Dopuszczalne warunki otocze-—
nia o
~ temperatura pracy C +5 do +30
- wilgotnogé wzgledna (bez °

kondensacji) % do 95 przy 32°C
Wymiary mm 493 x 117 x 312
Masa kg 5,08




TABLICA 444+ DANE TECHNICZNE ROZGAEEZIACZA WYJSCIOWEGO SSV 755 [41]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartos< lub opis
1. Sposdb dostepu do magi-
strali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
2. Interfejsy:
— do procesdw komunika-— .
cyinych szt. 8 (1l5.zestykowe submi-
niaturowe ziacza typu D
— do nadajnika/odbior— szt. 1 (15.zestykowe ziacze
nika lub rozgatezie-— subminiaturowe, zehskie
nia typu D)
3. Napiecie zasilania Y 240 AC przetaczalne na
120
4, Czegstotliwosc napiecia
zasilania Hz 47 do 63
Pobdr mocy w < 25
6. Bezpiecznik w linii za-—
silania A 0,5 (wolny)
7. Przeptywnosé¢ binarna Mbit/s 10
8. Catkowita diugos<E kabli
(pomiedzy nad./odb. i
terminalu), m < 40
9. Dopuszczalna temperatura o
pracy C +5 do +50
10. Wymiary mm 489 x 89 x 197
11. Masa kg 6.4
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TABLICA 4.5,

DANE TECHNICZNE ROZGALEZIACZA WYJSCIOWEGO SSV 102 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ lub opis
1. Sposdb dostepu do magistra-—-
1i WSMD - CSMA/CD IEEE 802-3
2. Interfejsy:
— do procesdw komunikacyjnych szt. 5 (15.zestykowe submi-
niaturowe ztacza typu
DP)
— do nadajnika/odbiornika lub
rozgateznika szt. 1 (15.zestykowe submi-
niaturowe ztacz typu D
zeniskie
3. Napiecie zasilania Vv 15,75+210% DC
4. Pobdr mocy w <5
5. Przep:ywnos<d binarna mbit/s 10
6. Catkowita dtugos<¢ kabli
(pomiedzy nad./odb. 1 termi-—
nalami) m <30
7. Dopuszczalne warunki otocze-—
nia: o
— temperatura pracy C +5 do +535
— temperatura sktadowania/ o
transportu C —-40 do +70
8. Stopiert ochrony: dla wersji A - IP51
dla wersji B - IP20
9. Wymiary: dla wersiji A mm 376 x 89 x 205
dla wersji B mm 483 x B9 x 265
10. Masa : dla wersji A kg ck.2,6
dla wersji B kg ok.2,7
11. Rodzaj montazu: dla wersji A - na uchwytach

dla wersji B

na kKasecie
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TABLICA 4,6+ DANE TECHNICZNE NADAJNIKA CZASU RZECZYWISTEGO [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartos¢ lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD
Zadawanie czasu w inkremen-—
tach ms 1

3. Interfejsy do: - ztacze subminiaturo-—
we typu D, zZefiskie
— siecl lokalnej szt. 1 (15.zestykowe)
— synchronizacija sieci re-—
dundowanych szt. 1 (15.zestykowe)
— drukarka (Centronics) szt. 1 (25.zestykowe).
— wy js<¢ alarmowych szt. 1 (9.zestykowe)
4. Napiecie zasilania \' 220/110AC
5. Czestotliwos<¢ zasilania Hz 50/60
6. Pobdr mocy W 30
7. Stopienn ochrony - IP20
8. Dopuszczalne warunki otocze-
nia
— tempearatura pracy °c 0 do +55
— temperatura skitadowania/ o
transportu C —-40 do +70
9. Wymiary mm 230 x 140 x 325
10. Masa kg ck.2,8
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TABLICA 4¢7

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU KS100 do komputerdw SICOMP [ 4]

l.p Nazwa parametru Jedn. Wartos$<¢ lub opis

Jednostka centralna:

— mikroprocesorowe - 80186

~ kontroler CSMA/CD - 82586

—~ int.szeregowy CSMA/CD - 82501

Pamied: — dynamiczna RAM kba jtdw 512

— EPROM kbajtoéw 128

Ztacza:

— magistrali szt. 2 (96 zestykowe,
ptaskie)

— interfejsu diagnostycznego szt. 1 (25 zestykowe,
zefiskie ze stykami
blokujacymi)

— sieci SINEC szt. 1 (15 zestykowe,
Zenskie ze stup-—
kiem blokujacym)

Napiecie =zasilania ' +5x3% DC

v +12+10% do nad/odb

Pobsdr pradu A 3,5 (2+5V), w tym
0,5 (przy 12V) dla
nad./odb.

Dopuszczalne warunki otoczenia: o
— temperatura pracy OC 0 do +535
— temperatura transportowania C 40 do 70 o
- wilgotnos<¢ wzgledna % <85 przy 25°C
—~ wysokogd¢ n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokosd¢ n.p.m. dla trans-—
portu m 10000
7. | Budowa - panelowa, 9U
8 Wymiary mm 366,7x160x15, 24
Masa kg 0k.0,3
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TABLICA 4.8¢ DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 1400 [41]

do komputerdéw SICOMP.

l.p Nazwa parametru Jedn. Wartos¢ lub opis
1. Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802-3
2. Sprzet:
— mikroprocesor - i APx186, 10MH=z
- interfejs szeregowy 802-3 - seeqg 8023
— interfejs lokalny 802-3
(kontr.komunik.) - LCC 82586-10
— pamied dynamiczna RAM kba jtdw 3512
— pamie¢ ROM kba jtdw 384
3. Interfejsy do
— magistrali kasety 1 dwa ztacza ptaskie
96 . zestykowe
— magistrali SINEC Hi 1 15.zestykowe ziacze
| Zzeliskie ze stupkiem
| blokujacym
| — diagnostyki 1 25.zestykowe ztacze
zenskie z kotkiem
| blokujacym
| — skrzynki przetaczeniowej 1 9.zestykowe zlacze
| zenriskie =z kotkiem
blokujacym
| 4, Napigcie zasilania \ +35x5% 1 +12%x5% DC
| 5. Pobdr pradu z sieci 5V A < 3,0
| z sieci 12V A < 1.0
; 6. Dopuszczalne warunki otocze-—
| nia:
} — temperatura pracy °c 0 do +53
; — temperatura skiadowania/ o
| transportu C -40 do +70 o
| — wilgotnogdé¢ wzgledna % <95 przy 25°C
| — wyscko$¢ n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokosd n.p.m. dla trans-—
portu m 10000
7. Wymiary:
— ptyty (potrdjina Eurokarta) mm 160 x 366,7
— grubos< - 1 modut
8. Masa kg 0.3




TABLICA 4.9.

do komputerdw SICOMP.

DANE TECHNICZNE koncentratora SINEC 132 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802-3
2. Procedury szeregowe DTE - DIDIT i 3975 (tryb zna-
kowy i blokowy)
LAVF,3964R, 38xx, DRuk
(tryb blokowy)
3. Tryb dziatania - znakowy lub blokowy
(wybdr przetsczni klem)
4. Inicjacija - menu dialogowe kompute-—
ra
Wytrzymal od<¢ elektryczna - wg VDE 0805
6. Stopient ochrony - IP30
Dopuszczalne warunki octocze-
nia: o
—~ temperatura pracy C 0 do +40
— temperatura skiadowania/ o
transportu C —40 do +70 o
— wilgotnogd¢ wzgledna % < 95% przy 25°C
— wysokos¢ n.p.m. dla pracy m 15300
- wysokosd n.p.m. dla tran-—
sportu m 10000
— drgania - moga, wystepowad
Napiecie zasilania (nominal. Vv 23071153 AC
9. Czestotliwosd zasilania
(nominalne) Hz 50/60
10. Napigcie wyjsciowe (nominal. Vv +3V;+15V;~15V DC
11. Wymiary obudowy mm 490 x 175 x 380
12, Masa kg 6.5
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TABLICA 4+410.DANE TECHNICZNE MODUEU KOMUNIKACYJNEGO XSH1 LAN [4]

do komputerdéw SIMICRO.

l.p. Nazwa parametru Jedn. Wartos¢ 1lub opis
1. Protoké:r : warstwa 2b - IEEE 802.2
warstwa 2a - IEEE 802.3
warstwa 1 medium
fizyczne Mbitdw/s 10
2. Zracza interfejsowe do
— magistrali kasety SIMICRO - 128 zestykowe
meskie
— sieci LAN - 15 zestykowe,
zenskie
3. Przeptywno$d binarna
- do komputera Mbitdw/s
— do sieci LAN Mbitdw/s 10
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TABLICA 4.11. DANE TECHNICZNE POCESORA KOMUNIKACYUNEGO CP WS [41]
do stacji pracy typu WS 30.

.p. Nazwa parametru Jedn. Warto$é¢ 1lub opis
Dostep do magistrali - CSMA/CD wg IEEE 802.3
2. Sprzet
— mikroprocesor - 80186
- sterownik 802.3 - 82586
— interfejs szeregowy 802.3 - 8023
- pamig<¢ dynamiczna RAM kba jtdw 512
— EPROM (oprogr.firmowe) kba jtdw 64
3. Ziacza interfejsowe do
- WS3a - taczdwka AT
- SINEC H1 - 15 zestykowe,
subminiaturowe typ D,
Zenskie
— sieci Cheapernet - BNC
— diagnostyki - 24 zestvkowe,
zenskie
4. Napigcia zasilania v +5£5%, +15%5%, DC
3. Pobdr pradu:
- z gieci +5V A ok.3
— z sieci +15V A ok.0,5
6. Dopuszczalne warunki oto-
czenia:
— temperatura pracy °¢c 0 do +55
— temperatura sktadowania/ o
transportu C -40 do +70 o
- wilgotnos¢ wzgledna % < 93 przy 25°C
~ wyskosd n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokosé n.p.m. dla trans-—
e portu m 10000
7. Budowa - ptyta diuga AT
Wymiary mm 120 x 340 x 15,24
9. Masa kg 0.3

B¢




TABLICA 4,12 DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 141 [4]

do komputerdéw osobistych (PC przemysitowych.

Coraz CP 1412>

Nazwa parametru Jedn. Wartosd lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg I1EEE 802.3
Sprzet
— mikroprocesor - 80186
— sterownik 802.3 - 82586
— interfejs szeregowy 802.3 - 8023
-~ pamied dynamiczna RAM kbajtdw 512
— pamied EPROM (oprogr.

firmowe) kba jtdw 64(128 dla 1412)
Ziacza interfejsowe do
- PC/PG - taczdwka AT
— SINEC H1 - 15 zestykowe,
subminiaturowe typu D
Zzefiskie
— gsieci cheapernet - BNC
— diagnostyki - 24 zestykowe,
zenskie
Napiecia zasilania \Y +5+5%; +15%£5% DC
Pobdr pradu: — z sieci +5V A 3
— 2z sieci +15V A 0.5
Dopuszczalne warunki otoczenia:
— temperatura pracy °c 0 do +5335
— temperatura magazynowania/ o
transportu c —-40 do +70o
- wilgotnosd wzgledna % < 95 przy 25°C
— wysokogd n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokos< n.p.m. dla transportu 10000

Budowa
Wymiary

Masa

kg

ptyta diuga AT
120 x 340 x 15,24
0k.0,3

b4




TABLICA 4,13, DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 1413 [61

Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ 1lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
Sprzet:

— mikroprocesor - 803865X%
- sterownik B802.3 - 825965X
—~ interfeijs szeregowy 802.3 - 82C501AD
— pami&d dynamiczna RAM kbajtow do 1768
— pamied DPRAM kba jtdw do 256
Ziacza:
— do PC 1 programatora - ztacze AT
— do sieci SINEC H1 - 15 zestvykowe, subminia-
turowe typu D, zefiskie

— do urzadzen diagnostycz-—

nych - 40 zestykowe zlacze

zenskie
Napigcie zasilania Vv +5 +10% DC
Pobdr pradu =z sieci +5V do 1,5
z sieci +15V A do 0,5

Dopuszczalne warunki oto-
czenia:
— temperatura pracy °c 0 do +55
— temperatura skiadowania °c —40 do +70
— wilgotnosgé¢ wzgledna % 95 przy +25°¢C
— wysokosé n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokos¢ n.p.m. dla trans-

portu m 10000
Budowa:
— pakietowa o formacie - krdtki AT
— wymiary mm 107 x 152 % 1524
- masa kg ok.0,17

4l




TABLICA 4,14DANE TECHNICZNE PROCESORA

do systemu SIMATIC S5.

KOMUNIKACYINEGO CP 143 [41]

v

1. Nazwa parametru Jedn. Wartogé 1lub opis
1. Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CO wg IEEE 802.3
2. Sprzet:

— mikroprocesor - 80186
— sterownik 802.3 - 82586
— interfejs szeregowy 802.3 - 8023A
—~ pamied dynamiczna RAM kbaitdw 512
— pamiec¢ dwudostepna RAM kba jtow do 60
— pamiec< EPROM kba jtow do 384 (n.64)
3. Najwieksza liczba adresowal-
nych zadan do innych wezidw szt. 128
4. Przeptywnosé¢ binarna
— interfejs szeregowy kbit/s 9,6
— magistrala Mbit/s 10
5. Ztscza czotowe szt. 2(15 zestykowe,
zenskie)
6. Napiecia zasilania: i +3+3%;+15+5% DC
+24+25%/-15% DC
7. Pobdr pradu: — z sieci +5V A < 2,5
- z sieci +15V A < 0,5
8. Dopuszczalne warunki otoczenia o
— temperatura pracy C 0 do 35
— temperatura sk*adowania/tra-— °
nsportu C —-40 do +78
~ wilgotnos¢ wzgledna % < 93 przy 25°C
— wysoko#<d n.p.m. dla pracy m 00

9. Wymiary mm 160 x 233,4 x 20,32

10. Masa kg ok.0,4

11. Zmiany,gdy Zrdédio +15V jest

wbudowane:
— pobdr pradu z sieci +5V A 4,5
z sieci +24V A 0.4
~ masa kg ok.0,6
— szerokosd mm 40,64

43




TABLICA 4.15DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 525 [51}
do SIMATIC S5 C(wersja S5-DOS)

1.p. Nazwa parametru Jedn. Wartogd¢ lub opis
1. Urzadzenia i systemy dota-— -~ CP 525
czane do magistrali 85 BUS - - CP 524
— AS 312
- SICOMP
~ TELEPERM M
~ komputer nadrzedny
— drukarki PT88 i PT89
2. Sprzet transmisyiny - TTY (petla pradowa 0-20mA)
Rs-232C (V.24)
3. Metoda transmisji - asynchroniczna
szeregowa
4, Rodzaj transmisjii wszystkie rodzaje danych
SIMATIC S5 format AS 512
5. Liczba zadan na interfejs szt . 200
6. Przeptywnof£<¢ binarna:
ogdlnie kbit/s 19200
dla TTY kbit/s 9600
dla V.24 kbit/s 19200
7. Napiecie zasilania Vv +5; +24 DC
8. Pobdr pradu :
— z sieci 5/24V A do 2,1/0,06
— przez modut EPROM z sie~-
ci +5V A 0,3
— przez modut RAM z sieci
5V A 0.1
9. Budowa :
~ wymiary mm 160 x 233,4 x 20,32
— wykonanie - pakietowe
— masa modutu gidwnego kg 0k.0,3
— masa moduiu pamieci kg 0,1
10. Dopuszczalne warunki oto—
czenia:
— temperatura pracy °c 0 do +55
— temperatura skiadowa-— o
nia/transportu C -40 doo+70
— wilgotnos¢ wzgledna % 93 przy +25°C
— wysokos<é n.p.m. dla pra-—
cy m 1000
— wysokogd n.p.m. dla tran-
sportu/skt adowania m 3500

Hily




TABLICA 44 16.DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJINEGO CPS535 [71

C(SIMATIC S5 DO SIECI SINEC Hib

Nazwa parametru Jedn. Wartos< lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/D wg IEEE 802.3
Sprzet
— mikroprocesor
— pamied RAM kba jtdéw 16 lub 32
— pamied EPROM kba jtéw 16 lub 32
Napigcie zasilania \Y 5; 24 DC
Pobdr pradu przez moduk
gt dwny
- z sieci +35V A do 415
- 2 sieci +24V A do 0,04
Pobdr pradu przez moduty
pamieci z sieci +5V:

— pamied RAM A do 0,1

- pamied EPROM A do 0,3

Budowa:

~ wymiary pakietu mm 233,4 % 160

— stopieft ochrony —- IPOO

— masa: pakietu gidwnego kg ok.0,6
maodutu pamieci kg 0k.0,1

Dopuszczalne warunki oto-

czenia:

— temperatura pracy °c 0 do +55

— temperatura sktadowa-—

nia/transportu °c -40 do +70
— wilgotnos¢ wzgledna % 93 przy 25°¢C
— wysockosd n.p.m. dla pracy m 1000
— wysokogé n.p.m. dla tran-—

sportu/skt adowania m 3500

A




TABLICA 4.17. DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 14711470

do systemdw z magistrala VME Bus lub do systemdw

specjalnych [4]

Nazwa parametru Jedn. Wartosd¢ 1lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
Sprzet
— mikroprocesor - 80286
— sterownik 802.3 - 82586
— interfejs szeregowy 802.3 - 8023
— pamied gidwna kbajt do 1024
— pamigd dwudostepna kbajt do 2356
— pamied¢ EPROM kbajt do 3512
~ pamied¢ EEPROM kbajt do 32
Ztacza:

— do programowania (Rs232/TTY) - 25 zestykowe, typ D
subminiaturowe

— do magistrali SINEC H1 - 153 zestykowe, typ D
subminiaturowe

~ do magistrali VME (CP 1471)

lub szt. 2, 96 zestvykowe

— do modutu nofnego (CP 1470) - 64 zestykowe, 2 rze-—
dowe

Napiecia =zasilania:

— modutu Vv +5+5% DC

— Rs232/TTY Y +12,-12,210% DC

— nad/ocdb ETERNET v 12-6% do 15+5% DC

Dopuszczalne warunki otoczenia: °

— temperatura pracy c 0 do +55

- temperatura sktadowania/trans-— o

portu C —40 do +70

— wilgotnosd wzgledna % 10 do 90

~ cisnienie atmosferyczne hPa 450 do 1100

Budowa - pakiet

— wymiary mm 233,4 x 160 x 20,32

}dla VME (CP 1471)
— masa kg 0k.0,5
— wymiary mm 233.4 x 114 x >11
} dla innych zasto-—

— masa_ sowann (CP 1470) kg ok.0,28

Oprogramowanie

- warstwy 26 do 4 wg OS5I - RTS

~ warstwy 5-7 wg O0SI

AP1 .0 Siemens




TABLICA

4 ,18DPANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 231A/231B

do systemu SINUMERIK/SIROTEC RCM3S [41

Nazwa parametru Jedn. Wartog< lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
Sprzet
- mikroprocesor - 80186
— sterownik 802.3 - 82586
— interfejs szeregowy 802.3 - 8023
— pamied dynamiczna RAM kbajt 512
- pamied dwudostepna RAM kbait 64
— pamie<d EPRCM kbajt 256
Ziacza
- do programowania (TTY,petla

pradowa 20mA) - 25 zestyk typu D,

subminiaturowe
— do sieci SINEC H1 - 15 zestykowe typu D,
subminiaTUROWE

Napiecie zasilania v +5%5%; +15%x5% DC
Dopuszczalne warunki otoczenia o
~ temperatura pracy C 0 do 60
— temperatura skiadowania/trans-— o

portu C -40 do +70 °
- wilgotnos&dé wzgledna % do 95 przy 25 °C
Budowa pakietowa
- wymiary mm 233,4 x 160 x 25.4
— masa kg ck.0, 46
Oprogramowanie 231A
— SINUMERIK ustugi dla systemu - SIN PS231
— SINEC, lokalne zarzadzanie

siecig - SINEC NML
-~ SINUMERIC, testowe - SINT
~ diagnostyczne (analizator

protokotu SINEC) - SIPRA HI1
— testowe 1 diagnostyczne - SCOPE H1
Oprogramowanie dla 231B
- sieciowe warstw 2b-7 - INA 960

- warstw 5-7
- sieciowe, zZarzadzanie

SINEC AP 1.0
SINEC NM 1.0 1lub
SINEC NML

A4
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TABLICA 4,19,DANE TECHNICZNE KONCENTRATORA SINEC 131 [4]
CINTERFEJS DO URZADZEN BEZ WEWNETRZNEGO
WYPOSAZENIA SIECIOWEGO)

I.p Nazwa parametru Jedn. Wartog<¢ lub opis
1. Sprzet dla wykonania podsta-
wowego
— rama nosna szt. 1
— modut zasilania szt. 1
— Jjednostka centralna =z
oprogramowaniem szt. 1
— procesor komunikacyjny CP143 szt 1
— procesor komunikacyjny CP525 szt 1 do 4
2. Napiecie zasilania Vv 2307115 AC,lub 24 DC
3. Pobdr pradu A 1,3/726 AC 1lub 4 DC
4. Struktura protokotu przy CP143 - warstwy 1-4 wg ISO
warstwy 5-7 wg SINEC
5. | Procedury realizowane przy CP525 - 396R i specjalne
procedury Siemensa
6. Dopuszczalne warunki otoczenia: o
— temperatura pracy C 0 do +55
— temperatury skiadowania/tran— o
sportu C —-40 do +75o
— wilgotnos< wzgledna % <93 przy 25°C
— wysokos¢ n.p.m. dla pracy m 1500
— wysokosé n.p.m. dla transport.| m 10000
— drgania mechaniczne - dopuszczalne
7. Wymiary ramy mm 487,6 x 474.,4 x 263,5
8. Liczba stanowisk do pakietdw szt 8 w tym 1JC
1 zasilacz, 1CP 143;
4 moduty interfejsu
CP 525.
9. Masa catkowita (wraz z wenty-—
latorami) kg 13

HE




TABLICA 4 ,20.DANE TECHNICZNE MOSTU SINEC Bridge 402 [41]
( do taczenia sieci SINEC H1 i SINEC H1FO)

Nazwa parametru Jedn. Wartos¢ lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 8023
Metoda transmisii - wg IEEE 8023
Ksiazka adresdw weljsciowych - do 4096 adresdw

ETHERNET w 6 ksiazkach
Interfejsy
~— do SINEC H1/H1FO (2 jedn.) - wg IEEE 8023
— do urzadzenia operatorskiego - V24CRS 232C):2 szt.
— do zasilania - kable zasil.
Szybkosd transmisji
filtrowania pakie— 4500
téw/s

transport 4000
Zasilanie —~ napiecie \' 220 £ 10% AC

— pobdr mocy VA <90

— zabezpieczenie A 1,6 (wolne)
Dopuszczalne warunki otoczenia:
-~ temperatura pracy °c 0 do 35
— temperatura sktadowa—

nia/transportu °c —-20 do +70

— wilgotnosd wzgledna % 20 do 80, bez konden.
— stopiert ochrony - IP20
Budowa kasetowa - do kasety 19"
— wysokos< montazowa - 3HU
— wymiary mm 236 x 133 x 355
— masa kg 3,8

19




TABLICA 4,21. DANE TECHNICZNE BRAMY SINEC Hi

DO SYSTEMU TELEPERM

- CS2785 GATEWAY [4]

1p. Nazwa parametru Jedn. Wartosd lub opis
Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
2. |Sprzet:
— jednostka centralna systemu
SICOMP - VE 286
— modut interfejsowy do sieci
SINEC H1/H1FO - Kos 1 (CP 525)
— modut interfejsowy do sieci
Cs 275 - N-55
— zasilacz na napigcie \Y 24 DC lub 220AC
— konstrukcja nosna
3. |System operacyjny - RMOS-—-C
4. I[Struktura protokotu:
— dla SINEC H1, warstwy 1 1 2 - IEEE 802.3 1 802.2
warstwa 3 - ISC 8473
warstwa 4 ~ ISO 8073
warstwy 5-7 - SINEC AP/TF
— dla C8 275, warstwy 1 do 7 - protoksé: CS 275
Stopieh ochrony - IP 21
6. |Dopuszczalne warunki otoczenia:
— temperatura pracy °c 0 do +35
— temperatura sktadow./transp. 0C -40 do 70
— wilgotnogd¢ wzgledna % do 95 przy 25°¢C
7. |Budowa:
~ wymiary obudowy mm 820 x 600 x 360
~ masa kg ok.18

50




TABLICA 4.22,

DANE TECHNICZNE MOSTU/WTORNIKA SINEC X25 [ 4]
(Bridge Router)

ip. Nazwa parametru Jedn. Wartog<¢ lub opis
1. Zestaw sprzetowy
— SINEC H1 CP 141 szt . 1
- Karta DATEX-P szt. 1 lub 2
— Jjednostka bazowa szt . 1
2. Sprzet
— procesor - Intel 803865X/16MHz
— dysk twardy Mbajt. 20
— pamied wewn. Mba jt 2
3. System operacyjny - SCOXENIX386 System V
Interfejsy do:
- sieci SINEC H1 szt. 1 wg IEEE 8023
— DATEX-P szt. 2 lub 4 CCITT X.25
3. Napiecie zasilania vV 110/220 AC
6. Stopiet ochrony - IP 20
7. Wymiary mm 373 x 388 x108
8. Masa kg ok. 7.5
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5. SIEC SINEC Hi FoO [4, 153

Sie¢ SINEC H1FO (swiatt owodowa) jest "optyczna" wersja
sieci SINEC H1, omswionej w p.4. Oznacza to, 2ze kable z2wiatio-
wodowe sa stosowane tak szeroko, jak to jest mozliwe, do trans-
misji danych pomiedzy dwoma terminalami sieci. Dane techniczne
sieci SINEC H1FO zestawiono w tablicy 5.1. Sie<¢ ta jest kompo-
nowana facznie =z siecia SINEC Hi, stad czesto jest uzywane
eznaczenie wspsdlne SINEC H1/H1FO.

Na rys.4.2. jest pokazany fragment sieci sSwiati owodowe j witaczo—

nej do sieci SINEC Hl;doktadniej ideg takiego potaczenia przed-

stawiono na rys.5.1. 1 5.2.

Zasadniczymi wtasciwosciami eksploatacyjnymi sieci SINEC HIFO

sa

— przydatnogd do pracy w trudnych warunkach Przemys: owych dzie-—
ki separacii elektrycznej urzadzen konicowych oraz duzej od-
pornogci na zaktdcenia elektromagnetyczne

- mozliwosd¢ tworzenia sieci rozlegtych, o wielokilometrowych
odlegtogciach migdzy urzadzeniami koricowymi (tabl.5.1.};

— mozliwoss WSpdt pracy z dowolna siecia o dostepie do magistra-—
11 typu CSMA/CD wg IEEE 802.3 oraz dowolnym urzadzeniem
koticowym (DTE) takiej sieci dzieki interfejsom do przewoddw
Przytaczeniowych elektrycznych, znormalizowanych;

— mozliwos¢ tworzenia kanai éw zredu/h\dswanych.

Dane techniczne podstawowych elementdw sktadowych sieci SINEC

H1FOQ, uwidocznionych na rys.5.2. zestawiono w tablicach 5.2. do

5.7., a mianowicie:

- tabl.5.2. - aktywny sprzegacz gwiazdzisty H1FO AS 101;

-~ tabl.5.3. - nadajnik/odbiornik H1FO;

- tabl.5.4., - nadajnik/odbiornik pakietowy H1FO TRM;

- tabl.5.5. - pakietowy modutl dwukanat owy H1FO ODM:

- tabl.5.6. - pakietowy jednokanat owy modut redundancyiny H1FO
ORM;

- tabl.5.7. - pakietowy modut wzmacniaka H1FO RPM.

Konfiguracja podstawowego zestawu urzadzen sieci t.j. aktywnego
Sprzegacza gwiazdzistego przedstawionoc na rys.5.3.,zad¢ struktu—

r¢ redundancyjns sieci na rys.5.4.. Z kolei na rys. 35.5. poka-

10
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zano mozliwosd wykorzystania sieci $wiattowodowej do potaczen
pomizdzy budynkami lub pigtrami,zamiast magistral szerokopasmo-—
wych SINEC HZB; potaczenia te powinny speiniad wymagania podane
na rys.5.6.

Dla uzupeitnienia catogci obrazu,na rys.5.7. przedstawiono spo-—
séb dotaczenia oddalonego, pojedyrhczego urzadzenia konicowego
przez linle swiatiowodows, & na rys.5.8. potaczenie bezposred-

nie dwu urzadzen konicowych.

11
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TABLICA 5.1.

DANE TECHNICZNE SIECI SINEC Hi1iFO [41]

Nazwa parametru

Jedn.

Wartos<é lub opis

DWW N e

Medium transmisyjne

Rodzaj transmisji

Przep:ywnos¢ binarna podstaw.

Topologia:

— dla sieci czysto swiatio—

wodowe j
— dla sieci mieszanych

Najwieksze odlegtogci mie-

dzy 2.terminalami - =z jed-

nym sprzegaczem gwiazdzis-—

tym AS 101

— 2z 5.sprzegaczami gwiaZz-—
dzistymi AS 101

Najwigksza liczba wezildw

na 1 sprzegécz gwiazdzis—

ty dla potgczenia:

—~ przez kabel optyczny

— bezpogrednio

Sposdéb dostepu do magistra-—

1i WSMD

Mbit/s

km

km

kabel swiatiowodowy
szeregowa, bitowa
10

do 5.sprzegaczy
gwiaZzdzistych, ksas-
kadowo

SINEC H1FO, SINEC H1,
SINEC H2B

32
16

CSMA/CD wg IEEE 802.3




TABLICA 5,2, DANE TECHNICZNE AKTYWNEGO SPRZEGACZA GWIAZDZISTEGO
HIFO AS 101 [ )

.p. Nazwa parametru Jedn. Wartos< lub opis

Wspdi praca z WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3

2. Liczba gniazd przyitaczenio—
wych szt . 16
Przeznaczenie gniazd przy—
taczeniowych - moduty nad/odb. moduiy

dwukanat owe
Napiecie zasilania 2207240 V AC
+10% —15%

Pobdr mocy przy obciaze-—

niu 1l6—toma modutami 2

kanal owymi W 80
Dopuszczalne warunki oto-—
czenia:
— temperaturaa pracy °c 0 do +55°
— temperatura sktadowa-

nia/transportu °c —-40 do +70°
- wilgotnos<é wzgledna % 93 przy +30°¢
— zakidcenia elektromagne-

tyczne - wg IEC 801
Budowa:
— wymiary mm 485 x 135 x 320 (3
— montaz - kaseta 19"
Funkcja modut gterujacy dla wy-—

krywania kolizji i mo-
nitorowania ruchu w

sieci




TABLICA 5,3,DANE TECHNICZNE NADAJNIKA-ODBIORNIKA H1FO I 41

Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ lub opis
Wspditpraca z WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
Ztacza do
— do DTE - 15 zestykowe subminiaturo-—

we typu D.
— do aktywnego sprzega-—
cza gwiazdowego - FSMA wg IEC.
Elementy nadawczo/odbior- - LED/diocdy p-i—n na pod-
cze czerwienn (850nm)
Moc wydawana nadajnika
— dla swiatiowodu 50/125um;
0, 2NA dBm >~17,5 amplituda
—~ dla swiattowodu 62,5/125

mm; 0,275 NA dBm >-14,5 amplituda
Odbiornik
— czut os¢ dBm = 29 amplituda
— zakres dynamiki daB = 20
Napiecie zasilania \Y 10,3 do 15,75 DC
Pobdr pradu mA max 400
Dopuszczalne warunki oto-—
czenia
— temperatura pracy °c 0 do +55
— temperatura skiadowa-—

nia/transportu °c -40 do +70
— wilgotnosgé¢ wzgledna % 93 przy +300C
— odpornos<¢ na zakidcenia

elektromagnetyczne - klasa V wg IEE 801
— stopiert ochrony - IP 40
Budowa
- wymiary mm 73 x 31 x 98
— masa kg 0k.0,25




T

ABLICA 5. 4.

DANE TECHNICZNE NADAJNIKA~-ODBIORNIKA
PAKIETOWEGO H1FO TRM [41]

Nazwa parametru Jedn. Wartodd lub opis
Wspdi praca z WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
Zigcza do
— do DTE 15.zestykowe subminiatu-—

rowe typu D, meskie

- do aktywnego sprze-—

gacza gwiazdzistego 48.zestykowe, meskaie
Napi=cie zasilania Y 30C (z As 101)
Pobdr mocy, typowy W 3.5
Dopuszczalne warunki
otoczenia
— temperatura pracy °c 0 do +55
- temperatura skitadowania “c —-40 do +70
— wilgotnos¢ wzgledna % 93 przy +30°¢C
— odpornosd na zakidce-—

nia elektromagnet. - klasa B wg IEC 801
Budowa:
— wymiary mm 20 x 128 x 173
— masa kg ok.0,25




TABLICA 5.5. DANE TECHNICZNE PAKIETOWEGO MODURU
DWUKANAEZOWEGO H1FO ODM [ 41

Nazwa parametru Jedn. Wartogd 1lub opis
Zracza szt. 4., typ FSMA
Liczba kanatdw gwia—
ti owodowych szt. 2
Rodzaj urzsdzen dotsczanych - nadajnik H1FO

rozgaieziacz AS101
Elementy nadawczo/odbior-
cze - LED/diody p—-i-n na pod-—
czerwienn 850 nm

Moc wydawana nadajnika:

— dla 3wiattowodu 50/125um;

0, 2NA dBm > — 17,5, amplituda
~ dla gwiattowodu 62,5/125um:

0, 275NA dBm > — 14, amplituda
Odbiornik:
— czui osd dBm > — 29, amplituda
— zakres dynamiki dB = 20
Napigcie zasilania (z AS101) v 5 DC
Pobdr mocy W do 3,5
Depuszczalne warunki oto-—
czenia:
— temperatura pracy °c 0 do +55
— ftemperatura skradowania °c —40 do +70
— wilgotnos¢ wzgledna % 93 przy +30°¢
— odpornos< na zakldcenia

elektromagnetyczne -~ klasa B, IEC 801
Budowa:
— wymiary mm 20 x 128 x 173
— masa kg ok.0.26




TABLICA 5.6. DANE TECHNICZNE PAKIETOWEGO JEDNOKANALOWEGO
MODUEU REDUNDANCYJNEGO H1FO ORM [ 4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartog¢ lub opis
Ztacza szt. 4, FSMA
2. Liczba kanaitdw swiatiowo-—
dowych szt. 2
3. Rodzaj kanaidw - jeden sygnaiowy
jeden redundancyjny
4. Elementy nadawczo/odbiorcze - LED/diody p—-i-n
na podczerwienrn 850 nm
5. Moc wydawana nadajnika:
— dla éwiatiowodu 50/125um;
0, 2NA dBm > = 17,5 amplituda
-~ dla swiattowodu 62,5/125um;
0,2735NA dBm > — 14 amplituda
6. Odbiornik
— czutoad dBm < — 29 amplituda
— zakres dynamiki dB = 20
7. | Napiecie zasilania (z AS101) v 5 DC
Pobdr mocy W do 3,5
9. Dopuszczalne warunki otoczenia:
- temperatura pracy °c 0 do +55
— temperatura sktadowania °c -40 do +70
— wilgotnosd wzgledna % 93 przv +30°C
— odpornosd¢ na zakidcenia
elektromagnetyczne - klasa B, IEC 801
10. Budowa
— wymilary mm 20 x 128 x 173
— masa kg ck.0,26




TABLICA 5.7. DANE TECHNICZNE PAKIETOWEGO MODULU WZMACNIACZA
HiFO RPM [4]

Nazwa parametru Jedn. Wartogd¢ lub opis
Wspdt praca z WSMD - CSMA/CD wg I1EEE 802.3
Ziacza do

-~ DTE - 15.zestykowe, subminia-—

turowe typu D, zZenskie

— do aktywnego sprzegacza

gwiazdowego - 48 .zestykowe meskie
Napigcie zasilania \Y 5, 12 DC
Pobdr mocy, typowy w 3,5
Dopuszczalne warunki otocze-—
nia:
— temperatura pracy °¢c 0 do +55
— temperatura sktadowania °c —40 do +70
—- wilgotnosd wzgledna % 93 przy +30°¢C
— odpornos<¢ na zakidcenia

elektromagnetyczne - klasa B, IEC 801
Budowa:
- wymiary mm 20 x 128 x 173
— masa kg 0k.0,25




SIEMENS

SINEC H1/H1FO

The high efficient, open cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda.

Mixed network components

Sktadniki sieci mieszane]j.

N

DTE DTE

Oznaczenia jak na poprzednich rysunkach.

SINEC
Open networks for-industrial communication

ryss5+1eIdea sieci mieszanej SINEC H1/H1FO. [4,15].




4600 m max.

SINEC H1

50 m max

3700 m qu.—'/I—

3700 m max.

j;o m maxj
o V'[l

H1FO

_] n./o.
kabel n./o.

—

N

4300 m max.

SINEC H1

o]
)

/kaskada przez 5 AS101/

ryse.5.2.Schemat sieci SINEC H1FO [47].
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SIEMENS

SINEC H1FO (Fibre Optic) /éwiatzovodons/

The open, high efficient cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda.

Active Components ; Elementy czynne:

Pakiet = Pakiet Pakiet  Pakiet Nada jnik-
e 2.kanat, ‘redund. wzmacn. nad./0db, odbiornik
~ : 1.kanat, optyczny

PNCTTLAY Syt 5, et e

[l mm o o

"°°
olo
oo

[y \
\ [
.
. 0
0
v @
. .

Active Star coupler AS 101
Aktywny sprzegacz gwiazdowy AS101.

SINEC
Open networks for industrial communication

rysd5e3.5truktura sprzetowa aktywnego sprzegacza
gwiazdowego AS 101. [15].




SIEMENS

SINEC H1FO (Fibre Optic) /swiatzowoaowss

The high efficient, open cell network
Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda.

Redundance-—structure: Redundanc ja - struktura:

K'anal. zredundowany Z'przelqcianiem automatycznym,

~ ' Przyk¥ad:

et e e e . e ——— — !y

BT =7

{
[ —————f—=

— Mainpath (duplex fibre optiq cable)
Tor géwny/dwukierunkowy kabel Swiattowodowy/

-—= Redundance path (duplex fibre optic cegal
Tor redundangyjny/dwukierunkowy ka

g.en) sdwiatXowodowy/

SINEC ,
Open networks for industrial communication %;/’i"%m

ryse5o.4eStruktura redundancji sieci SINEC H1FO. (157,




SIEMENS

SINEC H1/H1FO /$wiatXowodowa/

The high efficient, open cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda.

~

ZastosovJanie: SINEC Ht1 oraz SINEC HI1FO

H1FO~

H1-§

Hi—

~H1FO

Hig e et fp
: AS[ A~

H{FO

SINEC
Open networks for-industrial communication

- ryse5e.5.2astosowanie sieci SINEC H1 i SINEC H1FQ
Ve w przypadku wielu budynkéw. [15],




SIEMENS

SINEC H1/H1 FO /éwintXowodowa/
The high efficent, open cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda. N

Connection of 2 SINEC H1 segments by

SINEC H1FO
E i
DTE DTE
max. 1000 m - odlegzoséé dla
kabla swiatXowodowego wedZug
IEEE 802.3

SINEC
Open networks for industrial communication T Ao

TySe5e6.P0Zgczenie 2.segmentdéw sieci SINEC H1 za pomocsg
e sieci SINEC H1FO, [15]. .




SIEMENS

SINEC H1/H1 FO /$wiatxowodowa/
The high efficient, open cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda.

Connection of a distant DTE to a stand-alone-

Fan out Unit
DTE
DTE DTE
DTE : DTE
' \\ =
é%?%TﬂB[{B/ SSV DTE

? k

) i
max. 3700 m

SINEC

Open networks for industrial communication

rys.597.Dolac§enie odlegZego urzgdzenia kqﬁcowego/DTE/
do poJjedyiticzego rozgatgziacza kongowego sieci
SINEC H1.[15]. )




SIEMENS

SINEC H1/H1FO (Fibre Optic)/swiatzowoaowa/

The high efficient , open cell network

Wysokowydajna,otwarta sieé gniazda. N

Connection of 2 DTEs with SINEC H1FO

DTE wyposazone w procesor komunikac ji

DTE

//////// H1FO nadaanlk/odblornlk optyczny
[%L_‘_

odlegtosé
max. 3700 m

DTE

‘W%VQN\"%‘@mmm@&%ﬁw\W*\‘§%¥\§W‘%\\\\W$WWNQ§WW&§‘% RS EE S

AN

08/91stw
o

T oo
R s

SINEC
Open networks for industrial communication - K

el

0gross
b m auroma tion:

ryse.5.8.Potgczenie dwu urzadzet konicowych siecig
SINEC H1FO. [151,




6. URZADZENIA SINEC MAP [4, 151.

Dia utatwienia realizacji sieci przemysiowych zgodnych =ze
specyfikacja MAFP 3.0 opracowano procesory komunikacyjne, a mia-—
nowicie:
~— CP 2473 (dane w tabl.6.1.}) do taczenia urzadzen SIMATIC 855 =z
siecia MAP o dostgpie "token passing" wg IEEE 802.4.;

— CP 1473 (dane w tablicy . 6.2.) do laczenia ur=zad=zen SIMATIC S5
Zz siecis MAP (TOP) o dostepie (CSMA/CD wg IEEE 802.3.;

- CP 1476 do taczenia SINUMERIX 840/880 do MAP 3.0 na IEEE
802.3. {(na jesien 92r.) [9].

Dba'te procesocry realizuja peina architekture 7.warstwowa wg.

specyfikacji MAP 3.0. Ogélny schemat ich stosowania podanoc na

rys.6.1.
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TABLICA 6.1. DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO

CP 2473 [41 do SIMATIC SS

l.p. Nazwa parametru Jedn. Wartosd lub opis
1. Dostep do magistrali WSMD - Token passing wg
IEEE 802.4
2. Maksymalna liczba zadan prze-—
sytanych do innych wezidw szt 63
3. Sprzet:

— mikroprocesor - 80286, 10MH=z

— sterownik magistrali 802.4 - MC 68824

— pami&d dynamiczna RAM kba jtéw 1024

- pamied dwudostepna RAM, -

standart +ba jtow 4, po l.dla strony
rozszerzenie kbajtdw 87 po 1.dla strony

— pamied EPROM kbajtdw do 1024 w modulach
po 64

— pamied EEPROM kba jtdw 32

4. Przepiywnosd¢ binarna:
— dla interfejsu programa-—
tora Kbitdw/s 8.6
— dla interfejsu magistrali Mbitdw/s 10
5. Liczba oferowanych usitug
MMS szt. 32
6. Ziacza:

— do programatora - 25 .zestykowe, submi~
niaturowe typu D,
zeniskie

— do sieci MAP szerocko-

pasmowy 802.4 - 37 .zestykowe , submi—
niaturowe typu D,
Zzenskie
— do sieci MAP z czestotli-
woscig nosng - wtyk FD +25
7. |Napigcie =zasilania Vv +5i5%;+15i5%;+24_15%DC
8. |Pobdr pradu z sieci +5V A do 3
9. |Dopuszczalne warynki otoczenia o
- temperatura pracy C 0 do +55
— temperatura gkiadowania/tran—
sportu ©c —40 do +70
— wilgotnosé¢ wzgledna % 93 przy +25°¢
- wysokosd n.p.m. m do 3000
10. {Budowa
— wymiary mm 30,48 x 160 x 233,4
— masa kg 0k.0,5

—~ wykonanie pakietowe

podwd jna Eurokarta

13




TABLICA 6.2. DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO

CP 1473 [4]1 do SIMATIC S5

1. Nazwa parametru Jedn. Wartog<¢ lub opis
1. Dostep do magistrali WSMD - CSMA/CD wg IEEE 802.3
2. Maksymalna liczba zadah prze-
sytanych do innych wezidw szt. 63
3. Sprzet
— mikroprocesor - 80286, 10 MHz
— sterownilk magistrali 802.3 - MC 82586
— interfeijs szeregowy - 8023
— pamiec¢ dynamiczna RAM kbajitdw 1024
- pamig¢ dwudostepna RAM,
standard kbajtdw 4, po l.dla strony
rozszerzenie kba jtdw 8, po 1l.dla strony
~ pamied EPROM kbajtow do 1024 w modutach
po 64
— pamis<¢ EEPROM kba jtdw 32
4. Przeptywnos£<¢ binarna:
— dla interfejsu programato-—
ra kbitdw/s 9,6
- dla interfeijsu magistrali Mbitdw/s 10
3. Liczba oferowanych ustug MMS szt . 32
6. Zacza
— do programatora - 25.zestykowe, submi-
niaturowe typu D,
— do sieci MAP 802.3 -~ 15.zestykowe, submi-
niaturowe typu D,
7. Napigcie zasilania \ +5i5%;+15i5%;+24i§g%DC
8. Pobdr pradu: z sieci +5V A do 3
Z sieci +15V A do 0.8
9. Dopuszczalne warunki otoczenia: o
— temperatura pracy C 0 do +55
— temperatura sktadowania/tran-— o
sportu C —40 do +70 o
— wilgotnosé wzgledna % 93 PRZY +25°C
— wysokos< n.p.m. m do 3000
10. Budowa:
wymiary mm 30,48 x 160 x 233.,4
— masa kg 0k.0,5

- wykonanie pakietowe

podwd jna EUROKARTA
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7. SIEC SINEC L2/L2F0 (PROFIBUS) [4, 8, 15].
7.1. OPIS OGOLNY

Sie¢ SINEC L2 jest realizacja projektu PROFIBUS (PROcess
Feld BUS) zrealizowanego w RFN przez 14.producentdw 1 instytu-
téw pod auspicjami Federalnego Ministerstwa d/s Badan i1 Techno-—
logii (BM FT) i objetego norma, DIN 19243 cz.1,2. Czes< 1 normy
opisuje warstwy 1 i 2 wg modelu ISO/0SI, zas cz.2 warstwe 7.
Pozostate warstwy modelu IS0O/0SI norma pozostawia puste.
Podstawowym obszarem zastosowania sleci SINEC LZ jest poziom
"O" (obiekty) i poziom gniazda w warunkach ctoczenia przemysio-
wego.W relacji do DIN 19245 SINEC L2 jest pewnym rozszerzeniem,
bowiem pozostawia pusts warstwe 3 (sied) modelu IS0/08I, lecz
przewiduje wykorzystywanie ustug warstw 4-7 wg. SINEC STF
(patrz p.2).
Sie¢ SINEC L2 pracuje wg zasady '"token passing with subordinate
master—-slave'" (wedrujacego znacznika =z podporzadkowans komuni-
kacja nadrzedny-podlegiy); zasada ta byta juz omdwiona w [18],
lecz dla peinej prezentacji sieci podanc ja na rys. 7.1.
Medium przesytowym SINEC L2 jest ekranowana para skrgcana, a
dostep do magistrali jest realizowany fizycznie przez interfejs
RS485 1ub modem FSK. Dane techniczne sieci SINEC L2 podano w
tablicy 7.1. za$ parametry podstawowych urzadzeh sieci zesta-
wiono w tablicach, a mianowicie:
— tabl.7.2 dia terminala RS 485 1 modemu FSK;
-~ tabl.7.3 dla wzmacniaka RS 485;
Podstawowe struktury sieci przedstawiono na rys.7.2, 7.3 1 7.4.
Sie¢ SINEC L2F0 jest $wiattowodowym uzupeinieniem sieci SINEC
L2 umozliwiajacym uzyskanie rozlegtogci do 23,8 km (tabl.7.4).
Dane techniczne podstawowych urzadzen zestawiono w tablicach
- tabl.7.5 : terminal magistrali;

~ tabl.7.6 : aktywny sprzegacz gwilazdzisty A3 501.

7.2. DOLACZANIE URZADZEN.
Ogélny schemat ideowy dotaczania urzadzenn do sieci SINEC
1L.2/L20 podano na rys.7.5., zas szczegdiowe schematy sieci na

rys.7.6, 7.7 i 7.8. Dane techniczne procesordw komunikacyjnych

13
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wymienionych na rys..7.5

- tabl
- tabl
- tabl
— tabl

zestawiono w tablicach,
.7.7 : procesor CP 5410
.7.8 : procesor CP 35412
.7.9 : procesor CP 5413
.7.10 : procesor CP 5430.

14

a mianowicie:

T+



TABLICA Tal.

DANE TECHNICZNE SIECI SINEC L2 [41

l.p Nazwa parametru Jedn. Dla interfejsu wg poz.1
1. Rodzaj interfejsu do
magistrali - RS483 Modem FSK
2. Medium przesy?l owe - para skrecana, ekranow.
3. Rodzaj transmisji - szeregowa bitowa
4. Metoda dostepu:
- dla weztdw czynnych - Token passing wg
DIN 192435 cz.1
— pomiedzy weziami czyn-—
nymi i1 binarnymi master — slave
5. Catkowita liczba wezidw
{czynnych i biernych) - 127 32
6. Wezidw czynnych,co najwyze] - 32 32
w tym dla jednego segmentu,
co najwyzej - 32 tylko 1 segm.
7. Przepit ywnos< binarna, wy-—
bierana programowo kbit/s 8,6
19,2
93.73
187.5
500,0 ;31500
8. ([Najwieksza diugos< kabli
dla jednego segmentu,przy
przept ywnosci binarnej:9,6 km 1,2 3,0
19.2 km 1,2 4,0
93,75 km 1,2 2,5
187.5 km 1.0 2,0
500,0 km 0,4 1,0
9. INajwieksza diugos< kabli
pomigdzy 2Z2-ma weztami =z
uzyciem 3-ch wzmacniakdw i
dla przeptywnosci binarnej:
9,6 km 4,8 -
19,2 km 4,8 -
93,75 km 4,8 -
187.5 km 4,0 -
500,0 km 1.6 -~
10. |Protokd: transmisji:
dla warstw 1 i 2 wg ISO/0S1 - wg DIN 19245 cz.1
dla warstw 4 do 7 wg I80/0SI -~ SINEC technological fun-
ctions (STF) = MMS
11. |Ustugi dla uzytkownika - przetwarzanie danych
globalna obstuga we/wy
cykliczna obstuga we/wy
oprogramowanie
interfejs SFT{(MMS)
13
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TABLICA Te2. DANE TECHNICZNE TERMINALA RS 485 I MODEMU FSK [4]

1.p. Nazwa parametru Jedn. Wartogci dla

Terminal RS485 Modem FSK

1. Przeplywnos<¢ binarna kbit/s 9,6 dol500 9,6 do 93,75
93,75 do 500
2. Wykonanie z kablami
o drugosci km 1,5 1,5 1ub 3,0
3. Podiaczanie magistrali - 6 przytaczy dla przewodni-
SINECLZ LAN do wezidw/DTE kéw do 1,5m2 (kabli przy-
taczeniowych o dtugosci
1.5 1ub 3km) Z 9.zestyko-
wymi subminiaturowymi
ztaczami typu D
4. Napiecie zasilania Vv 5,2 DC =z DTE
3. Pobdr pradu mA 0 150
5
(przy wiaczonej rezystan—
cji zamykajace])
6. Dopuszczalne warunki

— temperatura otoczenia

pracy °c -40 do +80
— temperatura skitadowa-—
nia °c ~40 do +80
7. Stopnietft ochrony - IP40
Wymiary mm 50 x 133 x 46
9. Masa kg <0,1 =0,2




TABLICA 7e¢3., DANE TECHNICZNE WZMACNIACZA RS 485 [4]

l1.p. Nazwa parametru Jedn. Wartosd 1lub opis
1. Metoda transmisji - wg DIN 19245 cz.1
2. Przeptywno$<¢ binarna kbit/s 9,6/19,2/93,75/187,5/500
(wybierana) /1500
3. Liczba wezidw
— dla struktury gwiaz-
dziste] - 127
= dla struktury magi-
stralowej - 122
4. Przylaczanie:

- dla segmentu 1 magi- - 6 koricdwek do przewodu

strali 1.5m2

— dla segmentu 2 magi- - 6 konicdwek do przewodu

strali 1,5m2

— dla zasilania lub we- - 5 konricéwek do przewodu

zta sieci 1,5m2

— dotaczenie dla wezia - kabel =z subminiaturowym

sieci 9.zestykowym ztaczem dla
kazdego wezla
5. Zasilanie i jego przyta-—

czenie:

- dla wersji 5V v 5,2 DC z wezta sieci
brzez kabel przyiacze-—
niowy

- dla wersiji 24V i 24 DC ze Zrddia zewne-
trznego przez 3 koncédw-
ki do przewoddw lub ze
wzmacniaka L2 przez je—
go interfejs

6. Pobdr pradu:
— dla wersji 5V mA <600
— dla wersji 24V mA =200
7. Dopuszczalne warunki

otoczenia: o

- temperatura pracy C 0 do 55

— temperatura skiado- o

wania/transportu C -40 do +70
8. Stopiens ochrony - IP20
9. Wymiary mm 117 x 135 x 46
10. Masa kg 0,5

11
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TABLICA 7.4. DANE TECHNICZNE

SIECI SIENEC L2 FO (6, 81

Nazwa parametru

Jedn.

Wartosd¢ lub opis

Na jwigksza odlegtoéd po-

migdzy dwoma urzadzeniami
koricowymi:; przy =zastoso-—

waniu kabla gwiatiowodo-

wego

Maksymalna liczba stacii

Medium transmisyjne

Przepi ywnog<¢ binarna

Rodzaij transmisji
Topologia

Maksymalna liczba sprze-—
gaczy W ukt adzie kaska-—

dowym

km
km
km

szt.

kbit/s

szt.

szt .

23,8 przy 187,5 kbit/s
8.4 przy 500 kbit/s
4,2 przy 1,5 Mbit/s

127

kabel swiatiowodowy
9.,6/19,2/93,75/187,5/
30071500

bitowy szeregowy
gwiazdzista

16 dla 187,35 kbit/s

5 dla 500 kbit/s




TABLICA 7.5. DANE TECHNICZNE OPTYCZNEGO TERMINALA MAGISTRALI
SINEC L2F0O [61 dla kabli szklanych.

1. Nazwa parametru Jedn. Wartosd lub opis
1. Ziacza do

- urzadzent koticowych - 9 zestykowe, subminiatu-

rowe typu D

— do sprzegacza AS501 - 5T, Zenskie
2. Elementy nadawcze - LED
3. Elementy odbiocrcze - fotodiody
4. DX ugos¢ fali nm 820
3. Moc nadawania dla kabla

62,5/125um dBm ~-15 do -10,5
6. Czut os¢ odbiocru dBm —-24 do -10
7. Zakres dynamiki odbiornika dsB min. 9,0
8. Napiecie zasilania Vv 4,75 do 5,25 DC
9. Pobdr mA do 90
10. Dopuszczalne warunki oto- '

czenia:

— temperatura pracy °c 0 do +55

~ temperatura skiadowa-—

nia/transportu °c —40 do +70
— wilgotno%é wzgledna % 95 przy 25°¢
— odpornos< na zakidcenia
e—m -~ klasa B wg IEC 801

11. Budowa

wymiary mm 56 x 17 x 66




TABLICA 7.6. DANE TECHNICZNE AKTYWNEGO SPRZEGACZA GWIAZDZISTEGO
AS 501 I[B]

Nazwa parametru Jedn. Wartos< lub opis

Liczba miejsc na pakiety

nad/odb. szt. 16
Napiecie zasilania v 120/240 AC
Pobdr mocy (bez pakietdw

nad/odb. VA 5
Pobodr pradu pakietu

nad/odb. A 0.1

Dopuszczalne warunki oto-
czenia

— temperatura pracy (w ka-

secie 19") C 0 do +55
— temperatura sktadowa-—

nia/transportu °c —40 do +70
- wilgotnos¢ wzgledna % 95 przy 25°C
— odpornosé¢ na zakidcenie

e—m -~ klasa B, IEC 801
Budowa
— montaz - kaseta 19"
— wymiary mm 482 x 88 x 270
— stopien ochrony -~ IP 20

52




TABLICA 7.7,

DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 5410 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartose¢ lub opis
1. Metoda transmisji - Token bus wg normy PRO-
FIBUS pomiedzy weztami
czynnymi Master—-slave
miedzy weztami czynnymi
i biernymi.
2. Przepiywnos<¢ binarna kbit/s 9,6/19,2/93,75/187,5/500
3. Rodzaj transmisji - szeregowa bitowa
4. Sprzet transmisyiny - RS4835 lub modem FSK
5. Architektura protokoitu - warstwy 1 1 2 wg DIN
SINEC 19245 cz.1
warstwa 4: transport L2
6. Ustugi uzytkownika - funkcje programatora
7. Ztacze do sieci SINEC L2 - 9.zestykowe, subminia-
turowe typu D, zenskie
8. | Dopuszczalne warunki oto-
czenia: °
— temperatura pracy C 0 do +55
— temperatura skiadowa-— o
nia/transportu C -40 do +70 o
— wilgotnogd wzgledna % do 95 przy 25 C
— wysokosd¢ n.p.m. dla pracy m de 1500
— Wwysokosd n.p.m. dla tran-
sportu m do 10000
9. Budowa - ptyta AT, mata
10. Masa kg ok.0,3
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TABLICA 7 +8e

DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJINEGO

FDL NET 5412/MSDOS TYPU CP 5412 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartos<¢ lub opis
1. Mikroprocesor - NECuPD70320 (NEC V25) DRAM
12 kbajtéw
RAM 64 kbajtéw, dwudost.
2. Metoda transmisiji ~ Token bus wg normy PROFI-
BUS migdzy weztami czyn-~
nymi
Master—-slave pomiedzy we-—
ztami czynnymi i biernymi
3. Przeptywnog£< binarna wg kbit/s 9,6/19,2/93,75/287,5 (za-—
SINEC L2, programowana lecana) /3500
4. Rodzaj transmisji - szeregowa bitowa
3. Sprzet transmisyjny - RS485 lub modem FSK
6. Architektura protokoiu - warstwy 1 1 2 lub 1 i 2
{opcjonalna) oraz 4 do 7 wg DIN 19245
cz.l.
7. Ustugi uzytkownika - interfejs warstwy 2 lub
(opcjonalnie) interfejs STF
8. Ztacze do sieci SINEC L2 - 9.drogowe ztacze subminia-
turowe typu D, Zehiskie
9. Napiecie zasilania \Y +5 DC
10. Budowa - Piyta AT, mata

i0
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TABLICA Te9e DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP S413 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartog< lub opis
1. Mikroprocesor - NECuPD70320 (NECV2S)
2. Pamied - DRAM 256 k Bajtdéw
3. Metoda transmisji - Token bus wg normy PRO-
FIBUS miedzy wezami
czynnymi .
Master—slave miedzy we-
ztami czynnymi i bierny-
mi.
4. Przepiywnos<¢ binarna kbit/s 9,6/19,2/93,75/187,5/500
3. Rodzaj transmisji - szeregowa bitowa
6. Sprzet transmisyjny - RS5485 1lub modem FSK
warstwy 1 i 2 wg DIN
7. Architektura protockoiu ~ 19245 cz.1l.:warstwa
SINEC 4 — transgport
8. Ustugi dla uzytkownika - funkcje programatora
9. Z¥acze do sieci SINEC L2 - 9.zestykowe, subminia-
turowe typ D, zZenskie
10. Napigcie zasilania Vv +35 DC
11. Dopuszczalnbe warunki oto-—
czenia: o
temperatura pracy C 0 do +55
temperatura sk:adowa-— o
nia/transportu C —40 do +70 o
wilgotnosd wzgledna % do 95 przy 25°C
wysokos¢ n.p.m.dla pracy m 1500
wysokos<€ n.p.m.dla trans-—
portu m 10000
12. Budowa -~ podwd jna Eurokarta
13. Masa kg 0k.0,4
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TABLICA 7410, DANE TECHNICZNE PROCESORA KOMUNIKACYJNEGO CP 5430 [4]

1. Nazwa parametru Jedn. Wartogd lub opis

1. Przeptywnog<¢ binarna, kbit/s 9,.6/19,2/93,75/187,5/500

programowana

2. Rodzaj transmisji - szeregowa, bitowa

3. Sprzet transmisyjiny - RS485 lub Modem FSK

4. Architektura protokoiu - poziom 1: warstwy 1 i 2

SINEC wg DIN 19245 cz.1 oraz
warstwa 4 (transport)
poziom 2: warstwy 1 i 2
oraz 4 do 7.

5. Ustugi dla uzytkownika - poziom 1: obstuga blo-
kéw, obstuga we/wy glo—
balna i cykliczna, pro-
gramator poziom 2 do-—
datkowo interfejs STF
(MMS) .

6. Ztacze: do sieci SINEC L2 - 9.zestykowe subminiatu-
rowe typ D, zenskie

do interfejsu programato-
tora/diagnostyki - 15 drogowe j.w.

7. Napiecie zasilania \Y +5; +24, DC

8. Budowa (szerokos<) mm 20,32

9. Masa kg ck.0.5

10. Pobdr pradu: ze Zrddia +5V: mA 330
ze zZrddia +24V: mA 30 z RS 485
mA 65 z Modemem FSK
mA 170 z przetaczaniem za-—
koticzenia pracy linii
11. Dopuszczalne warunki oto—
czenia: o
temperatura pracy C 0 do +55
temperatura skiadowa— o
nia/transportu C -25 do +70
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SIEMENS

SINEC L2
The PROFIBUS-compatible cell-and field network

Sieé obiektu i gniazda kompatybilna z PROFIBUS.

Access method :
Metoda dostepu :

Hybride Access method Token-Passing between active

Hybrydowa metoda nod SIQ);“Token passing" miedzy
dostepu: weztaml’ czynnymi /1/ !
. czynn . : e
: L b,y Y Master-Slave between active and o
Lerny passive nodes(2) ;nadrzedny-podpo

rzgdkowany miedzy wezXami czynnymi
i biernymi.

et s i

SINEC
Open networks for industrial communication o

ryse7e1cMetody dostepu do medium przesyXowego g
w sieci SINEC L2.[15]; b
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SIEMENS

SINEC L2
The PROFIBUS-compatible cell and fielcl network .

Sie¢ obiektu i gniazda kompatybilna z PROFIBUS.

Network structure : Struktura sieci:

Dwie wersje terminali magistrali:
modem FSK lub RS 485,zawierajace
terminatory magistrali,ktdére mogg
by¢ wiaczane w obwdd. gaEZiagﬁrgiggggzymi

kabel
przytgcza

é/mak 3§m '

;

SINEC L2 %

g —— max. 1200 m (RS 485) — -

max. 5 km (FSK-modem)

Max. 32 wezxy czynne i/lub bierne,

e EEEE—————
Vi s T

SINEC
Open networks for industrial communication =

ryseTe24Schemat podstawowy struktury sieci SINEC L2, [1514



SIEMENS

SINEC L2
the PROFIBUS-compatible cell and field network

Sieé obiektu i gniazda kompatybilna z PROFIBUS

Network structure, 2. step :

Struktura 8ieci,2. kroke.

& ®

RS 485- terminal
magistrali

WZmac-
niak
RS 48

RS
WA

NN RN

N

R

RS 485-wzmacniak

dZugoéé maksymi 4800 m

MaX. 122 wezry,w tym 32 czynne.

Vi

SINEC
Open network for industrial communication

rySefo 3.Konf1guracga sieci ze wzmacniakami RS 485, ES]. =

i R

St el



SIEMENS

SINEC L2
the PROFIBUS-compatible cell and field network .

Sie¢ obiektu i gniazda kompatybilna z PROFIBUS.

Network structure, 2. step :

Struktura sieci,2.krok:

7 e T

SINEC
Open networks for industrial communications

rys.7o4;Kopfiguracja sieci ze wzmacniakami w uk*adzie <
gwiazdowym. [15]. f-.
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SIEMENS

SINEC L2 .
the PROFIBUS-compatible cell and field network.

Sie¢ obiektu i gniazda kompatybilna z PRQFIBUS

Active nodes:
Wezty czynne:

AL NN BPANI I PP TSNS T00 0

. P S
PG 685

z
2
H
%
Z
>

CP 5410 CP 5413 CP 5430

——i—

CP 5412

AT-PC

(AT-PC)

%/////////////’W////////’//////%%,é////?’// R B R s 7

SINEC |
Open networks for industrial communications

ryseTe5eDotaczanie wezkdw czynnych do sieci SINEC L2, [15].




.1/
| 12kmmax na segment - — o

SIMATIC S5 lJ&Sir‘z;emysl Wezty 3'
PG 685/730 IPC 16-20 czynne . do °
IPC 32-.. interfe jséw
magistrali
. er na seggnment
| | '.]_[.' J § 1
Rs4gswzmacniak - " Rs4ss © npesegment 24
PC kompa~ wzmacnigk " 29 wezXéw i
‘ tybilne z 3 wzmacnigki |
AT '
, wzmacniak ' {%] - ‘
. |
"RS 485
wezez weze wezet
czynny bierny. bierny -

.

systemy
SIwATIo 85 oboe 2 UWAGA
-150U/-155U PROFIBUS Pomiedzy -kazdymi
: 2e.weztami mozna
’ TLL, uzy¢ do 3e.wzmac~
| { | niakdw.Gatkowita
1T

) liczba wezXdw do 129,
1/zaleznie od przeprywnoéci binarnej. -

ryse.TebeSie¢ SINEC L2 gz urzaazenigﬁinS 485.[h1;

| segment do 5 km ]{ -
! /do 32 wezbw/ I
SIMATIC S5 PC przem. PC kompas
PG 685 IPC 16 - 20 tybilne 4
PG 730 IPC 32-.. AT

FSK modem

SIMATIC S5 wezty systemy
1150350 lern be
-150U/455U bierne opce 2

| PROFIBUS |

1/zaleznie od przeptywnosci binarnej.

ryseTeT.Sied SINEC L2 z modemami FSKofhjo
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SINEC L2FO

,
&

[] ] o 1
SINEG 1210 SINLCL2HO . wtermi ] i
PRS0 a7 nal magistrali
magistrali —==sinec .zro ~pakiety nad/odb.
] /— T
7 |
i
sakiet las 501 N
pakiet 7
swiatZXowdd % .
nad/Od h .
' ' SwiatZowdd
l AS 501
SINEC L2FO Swiar
pakiet htio-
r A/o0db, wéd
I
. | |AS 501
SINEC L2FO /l SINEC L2FO
pakiet pa
nad/odb, nad/odb.
sw&n%Oadapter wzmasniak snecLFo adapter wzmacniaka
%smea L2RS4B5 wzmacniak // SINECL2 RS 485 wzmacniak
SINEC L2
SINEC L2 RS 485 f—’
. terminal
. magistrali

OTE

DTE

OTE

Uwaga:DTE oznacza stacje SINEC L2 /np.SIMATIC S5,SICOMP PC/
lub stac je -PROFIBUS.

ryseTe8.3ieé mieszana SINEC L2FO i SINEC L2.[6].
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8. INTEGRACJA OGOLNA
W rozdziatach 2 -~ 7 opracowania omdéwionoc magistrale i
siecil stosowane przez firme SIEMENS oraz oprogramowanie komuni-
kacyine umozliwiaiace integracje tych sieci. Przy omawianiu
kazdej z nich zebrano dane o urzadzeniach interfejsowych umoz-
liwiajscych dotsczania réznych urzadzen produkowanych przez
firme SIEMENS oraz przez innych wytwdrcéw, a stosowanych w auto—
matyzaciji procesdw technoleogicznych. Tym samym wskazano na role
integracyjna petniona przez te sieci w zakresie-:
— przez sied SINEC L2/L2F0 na poziomie obiektu i gniazda;
— przez sis¢ SINEC H1/H1FO na poziomie gniazda i wydziatu oraz
niekiedy fabryki;
— przez sieci SINEC H2B i SINEC MAP w skali fabryki lub kilku
mniejszych fabryk.

‘o

czostaije wiec jedynie przedstawienie ogdlnej struktury hierar-
chizacji sieci, wskazujacej na sposdéb ich globalnej integracii
oraz kilku uzupelnish.

Ogdlna strukture hierarchizacii sieci przedstawiono na rys.8.1.
Na poziomie decyzyjinym stosowana jest magistrala SINEC H2B
(r.3) lub tez SINEC MAP (szerckopasmowa), ktdéra przez most 400
taczy sie z magistrals SINEC Hi/HI1FO o dostepie CSMA/CD wg IEEE
802.3 (r.4 i 5). Ta magistrala jest stosowana na poziomie
zarzadzania wydzialem oraz sterowania nim.

Umieszczone na tych dwu poziomach magistrale SINEC Hi/HIFO sa
taczone przez most 402 lub wzmacniak. Do magistrali SINEC H1FO
mozna dotaczyd:

— sterowniki programowalne SIMATIC S5;

— pbrogramatory SIMATIC PG (PG 685; PG 695. PG 730/750, PG 770);
— sterowniki obrabiarek SINUMERIK;

— sterowniki robotdw SIROTEC:

— komputery SICOMP:

— komputery osobiste PC i stacie pracy WS;

- komputery SIMICRO:;

— sterowniki napeddw SIMADYN:

— koncentratory SINEC dia dotaczania urzadzen nie ma jacych

interfe jséw sieciowych:

9%



— urzadzenia obce np.DEC, HP;

— bramy SINEC do dotaczania sieci ma jacych inne magistrale; tu
bedzie nalezed brama SINEC H1/SINEC L2, ktdérej danych jeszcze
nie opublikowano.

Na poziomie obiektu i gniazda jest zastosowana sied SINEC

L2/L2F0 zgodna z norms PROFIBUS. Dotaczyd do niej mozZna sterow—

niki programowalne SIMATIC S5, komputery SICOMP, programatory

PG 685/750, komputery osobiste PC 16-20/32, komputery PC kompa-

tybilne z AT oraz urzadzenia obiektowe.

Jak widad ten uktad sieci daje ogromne mozliwosci integracji

rozmaitych urzadzenn sterowniczych w jeden system autcmatyzaciji.

Na rys.8.2 przedstawiono koncepcje integracji sieci SINEC i MAP

przy uzyciu procesdw komunikacyjinych SIEMENS'a, omdwionych w

sprawozdaniu. Rysunek nie wymaga komentarza, podobnie jak rvys.

8.3 na ktdrym pokazano mozliwosci dotaczania urzadzernh SIMATIC

S5 do rdznych magistral;

Z kolei na rys.8.4 i 8.5 przedstawiono idee dotaczania sterow—

nikdéw obrabiarek do sieci MAP =z magistrala wg IEEE 802.3 tj.

magistrale stochastyczns CSMA/CD, 1lub magistrale SINEC Hi.

Na zakoriczenie nalezy stwierdzid, ze oferta firmy SIEMENS daje

kompleksows mozliwosd integrowania najrozmaitszych urzadzern i

systemdw w jeden, rozbudowany ukiad automatyzacji przedsiebior-

stwa, speiniajacy postulaty CIM.

17
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H
:

magistrala SINEC H2B lub SINECMAP/szerokopasmpwa/ wg IEEE 802.4

Bl nost 400
~ i
SICOMP |
SICOMP
_, SICOMP .
PC ; ;
SINEC H1 o U iciellan aktywey SINEC
gw1azdz.
SICOMP [ SIMATIC
' PC E S5 E
np.wzmacnia
most 402
SINEC H1 wg IEEE 802.3 ) !

s [SIMATIC E ' _
SIMATIC SWATIC SICOMP . ' T O “ !
§ S5 ! S5 E |PC ! Iﬂbceld’, E g l E E

: GW-brama SINEC H1/SINEC L2.

; rys.8.1.Hierarchia magistral SIEMENS ‘s _i integrac ja uréadzeﬁ.[’:i].
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MAP

X3
Wezly STF = MMS
FCP2473 | gimATIC S5
ra—Re e
SINEC MAP
(EEEB02.4)
cP “CP
2473 | STF —1'2473| STF
cP N "CP \
143 MMS | 5430 MMS
SIMATIC S5 SIMATIC S5
o | STF o | ST
143 | = 5430 | =
SIMATIC S5 SIMATIC S5
EEE 802.3 - PROFIBUS
wezy wez iy
SINEC H1 SINEC L2
(IEEE802.3) (PROFIBUS ¢ Z5 1/

‘ rys.8s.2.Przyktad integracji sieci SINEC i M.AP.[161.
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SIMATIC 85 = Urzgdzenia automatyzagyjne.

Program uzytKownika

CP5430 CP143
MMS/STE- : MMS/STF-
interfejs interfejs
L2-Transport AP-Monitor
PROFIBUS oziom
warstwa 1-4 p
1-4
SINEC L2 PROFIBUS CZe 1.
1SO 8802.3
SINEC H1/H1FO IEEE 802.3

CP2473

(CSMA/CD, Eihernet)

SINEC MAP

MMS/STF-
interfejs

~ MAP 3.0
warstwa

Lo l=Ta
dekoder

ASN-1

ISO 8802.4
IEEE 802.4

a

rys.8es3eInterfejsy programu uzytkownika SIMATIC S5 do

wszystkich sieci SINEC°[16]J
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SINUMERIK 840/880

CP
1476 4’"
| —— MAPna Ethernet
L SINEC H1

ISO 9506-1/2
Manulfacturing Message
Specification (MMS)

ISO DIS 9506-4
V*.'C-norma stowarzyssz

rys.8.4.ldea dotgczenia urzgdzen SINUMERIK do sieci MAP

lub SINEC H1.{9].

SINUMERIK 840/880 SIMATIC S5
cP CP
1476 1473
— MAP na Ethernet —
- SINEC H1 L

rys.8.5.Idea poaczenia urzgdzed SINUMERIK i SIMATIC S5
przez magistrale MAP lub SINEC Hi.[9].
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